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Acerca de este documento

En este documento, se proporciona una descripcion general del sistema, informacion sobre la instalacion y el reemplazo de componentes,
herramientas de diagndéstico y reglas que se deben seguir durante la instalacion de ciertos componentes.
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Descripcion general del Sistema

stema PowerEdge R7525 es un servidor en rack de 2U y doble conector compatible con lo siguiente:
Procesadores AMD EPYC™ de series 7002 y 7003

32 ranuras de DIMM

Dos fuentes de alimentacion redundantes de CA o CC

Unidades NVMe, SATA o SAS de hasta 12 x 3,5 pulgadas, 8 x 3,5 pulgadas 0 24 x 2,5 pulgadas, 16 x 2,5 pulgadas, 8 x 2,5 pulgadas o
2 x 2,5 pulgadas (parte posterior).

NOTA: Para obtener informacion sobre como intercambiar el dispositivo SSD U.2 PCle NVMe en caliente, consulte la Guia del
usuario de la SSD PCle NVMe Express Flash de Dell en Examinar todos los productos > Infraestructura de centro de datos >
Controladoras y adaptadores de almacenamiento > SSD PCle NVMe Express Flash de Dell PowerEdge > Documentacién
> Manuales y documentos.

NOTA: Todas las instancias de NVMe, SSD PCle, unidades SATA y SAS se consideran como unidades en este documento, a menos
que se indique lo contrario.

AVISO: No se debe instalar ni usar en los productos Enterprise Server una GPU clasificada para consumidores.

Para obtener informaciéon sobre unidades admitidas, consulte la seccion .

Para obtener mas informacion, consulte las Especificaciones técnicas de Dell Technologies PowerEdge R7525 en la pagina de

doc

umentacion del producto.

Temas:

\"

llus

Vista frontal del sistema

Vista posterior del sistema

Interior del sistema

Localizacion del codigo de servicio rapido vy la etiqueta de servicio
Etiqueta de informacion del sistema

Matriz de compatibilidad del rack y dimensionamiento de rieles

ista frontal del sistema

tracion 1. Vista frontal del sistema de 24 unidades de 2,5 pulgadas
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llustracién 2. Vista frontal del sistema de 16 unidades de 2,5 pulgadas

1 2

o e ey e e

llustracion 3. Vista frontal del sistema de 8 unidades de 2,5 pulgadas

llustracion 4. Vista frontal del sistema de 12 unidades de 3,5 pulgadas

Tabla 1. Funciones disponibles en la parte frontal del sistema

o

Element Puertos, panelesy Ilcono

ranuras

Descripcion

1

Panel de control izquierdo  N/A

Contiene el estado del sistema, la ID del sistema, el LED de estado y
el indicador (inalémbrico) de iDRAC Quick Sync 2.
@ NOTA: El indicador de iDRAC Quick Sync 2 solo esta disponible

en ciertas configuraciones.

e | ED de estado: permite identificar los componentes de hardware
fallidos. Hay hasta cinco LED de estado y una barra de LED de
estado general del sistema (estado del chasis e ID del sistema).
Para obtener més informacion, consulte la seccion Indicadores
LED de estado.

e Quick Sync 2 (funcién inaldmbrica): indica que el sistema cuenta
con Quick Sync. La funcién Quick Sync es opcional. Esta funcion
permite administrar el sistema mediante dispositivos méviles
denominados funcién OpenManage Mobile (OMM). Usar iDRAC
Quick Sync 2 con OpenManage Mobile (OMM) agrega inventario
de hardware o firmware e informacion de errores y diagnésticos

Descripcion general del Sistema




Tabla 1. Funciones disponibles en la parte frontal del sistema (continuacion)

Element Puertos, panelesy Icono Descripcion
o ranuras
a nivel del sistema que se pueden usar para solucionar problemas.
Para obtener mas informacion, consulte .
2 Unidad N/A Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
(i)|NOTA: Para obtener los nimeros de ranura de unidad, consulte
la seccion Etiquetas de informacion del sistema.
3 Panel de control derecho  N/A Contiene el botén de encendido, el puerto USB, el micropuerto de
iDRAC Direct y el LED de estado de iDRAC Direct.
4 Etiqueta de informacion N/A La etiqueta de informacion es un panel de etiquetas deslizable hacia

afuera que contiene informacioén del sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC, la direccion MAC, etc. Si ha optado por el acceso
predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de informacion también
contiene la contrasefia predeterminada segura de iDRAC.

llustracion 5. Vista frontal del sistema de 8 unidades de 3,5 pulgadas

Tabla 2. Funciones disponibles en la parte frontal del sistema

Descripcion

Element Puertos, paneles y Icono
o ranuras

1 Panel de control izquierdo  N/A
2 Unidad optica de relleno N/A
3 Unidad N/A

10 Descripcion general del Sistema

Contiene el estado del sistema, la ID del sistema, el LED de estado y

el indicador (inalambrico) de iDRAC Quick Sync 2.

@ NOTA: El indicador de iDRAC Quick Sync 2 solo estéa disponible
en ciertas configuraciones.

e |ED de estado: permite identificar los componentes de hardware
fallidos. Hay hasta cinco LED de estado y una barra de LED de
estado general del sistema (estado del chasis e ID del sistema).
Para obtener mas informacion, consulte la seccién Indicadores
LED de estado.

e Quick Sync 2 (funcion inaldmbrica): indica que el sistema cuenta
con Quick Sync. La funcién Quick Sync es opcional. Esta funcion
permite administrar el sistema mediante dispositivos moviles
denominados funcién OpenManage Mobile (OMM). Usar iDRAC
Quick Sync 2 con OpenManage Mobile (OMM) agrega inventario
de hardware o firmware e informacion de errores y diagnésticos
a nivel del sistema que se pueden usar para solucionar problemas.
Para obtener mas informacion, consulte .

Para el sistema de 8 unidades de 3,5 pulgadas, se instala un panel de
relleno de bahia de unidad éptica.

Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
@ NOTA: Para obtener los nimeros de ranura de unidad, consulte
la seccién Etiquetas de informacion del sistema.




Tabla 2. Funciones disponibles en la parte frontal del sistema (continuacion)

Element Puertos, paneles y Icono Descripcién

o ranuras

4 Panel de control derecho  N/A Contiene el botén de encendido, el puerto USB, el micropuerto de
iDRAC Direct y el LED de estado de iDRAC Direct.

5 Etiqueta de informacion N/A La etiqueta de informacion es un panel de etiquetas deslizable hacia

afuera que contiene informacion del sistema, como la etiqueta de
servicio, la NIC, la direccion MAC, etc. Si ha optado por el acceso
predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de informacion también
contiene la contrasefia predeterminada segura de iDRAC.

Para obtener mas informacion sobre los puertos, consulte la seccion .

Para obtener més informacioén, consulte las Especificaciones técnicas de Dell Technologies PowerEdge R7525 en la pagina de
documentacion del producto.

Vista del panel de control izquierdo

llustracion 6. Panel de control izquierdo sin indicador opcional de iDRAC Quick Sync 2

llustracién 7. Panel de control izquierdo con indicador opcional de iDRAC Quick Sync 2

Tabla 3. Panel de control izquierdo

Quick Sync 2 de iDRAC
(opcional)

Elemento Indicador, botén o Icono Descripcion
conector
1 Indicadores LED de estado  N/A Indica el estado del sistema. Para obtener mas informacioén, consulte
la seccién Indicadores LED de estado.
2 Indicador de estado e ID del & Indica el estado del sistema. Para obtener mas informacioén, consulte
sistema la seccién Codigos indicadores de ID y estado del sistema.
3 Indicador inalémbrico de = Indica si la opcién de Quick Sync 2 de iDRAC inalémbrica esta

activada. La caracteristica Quick Sync 2 permite la administracion
del sistema a través de dispositivos méviles. Esta caracteristica
agrega hardware/firmware de diagnostico en el nivel del sistema
de inventario y un nimero de errores o informacion que se puede
utilizar en la solucién de problemas del sistema. Puede acceder al
inventario del sistema, a los registros del sistema o de Dell Lifecycle

Descripcion general del Sistema 1"



Tabla 3. Panel de control izquierdo (continuacién)

Elemento Indicador, botén o Icono
conector

Descripcién

Controller y al estado del sistema, y también configurar iDRAC, el
BIOS y los pardmetros de redes. También puede iniciar el visor del
teclado, video y mouse (KVM) virtual y la méaquina virtual basada en
kernel (KVM) en un dispositivo mévil compatible. Para obtener mas
informacién, consulte la Guia del usuario de Integrated Dell Remote
Access Controller en .

NOTA: Para obtener mas informacién sobre los codigos indicadores, consulte la seccion Diagnésticos del sistema y codigos

indicadores.

Vista del panel de control derecho

llustracion 8. Vista del panel de control derecho

Tabla 4. Panel de control derecho

Descripcién

Elem | Indicador o botén Icono

ento

1 Puerto VGA lm]]

2 Puerto de iDRAC Direct (USB Q\e
microAB)

3 Puerto que cumple con |0s requisitos et
de USB 2.0

4 Botdn de encendido o

12 Descripcion general del Sistema

Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema.
Para obtener mas informacioén, consulte la seccion .

El puerto de iDRAC Direct (USB microAB) le permite
acceder a las funciones de iDRAC Direct (microAB). Para
obtener mas informacion, consulte .

@ NOTA: Se puede configurar la iDRAC Direct mediante
un cable de USB a MicroUSB (tipo AB), que puede
conectarse a la laptop o tableta. La longitud del cable
no debe superar los 0,91 metros (3 ft). El rendimiento
podria verse afectado por la calidad de los cables.

El puerto USB es un conector de 4 clavijas que cumple con
los requisitos del estandar 2.0. Este puerto permite conectar
dispositivos USB al sistema.

Indica si el sistema esta encendido o apagado. Presione
el botdn de encendido para encender o apagar el sistema
manualmente.




Tabla 4. Panel de control derecho (continuacion)

Elem | Indicador o botén Icono
ento

Descripcién

()| NOTA: Presione el boton de encendido apagar
correctamente el sistema operativo que cumple con los

requisitos de ACPI.
®| NOTA: Para obtener més informacion sobre los puertos, consulte la seccion .
Vista posterior del sistema
1 2 3 4 5 6 7

llustracion 9. Vista posterior del sistema

Tabla 5. Vista posterior del sistema

de expansion PCle 1
(ranura 1y ranura 2)

Elemento  Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Tarjeta elevadora de tarjeta N/A La tarjeta elevadora de tarjeta de expansion permite conectar tarjetas de

expansion PCl Express. Para obtener més informacion sobre las tarjetas
de expansion compatibles con el sistema, consulte la seccidon Reglas de
instalacion de tarjetas de expansion.

de expansion PCle 2
(ranura 3y ranura 6)

2 Tarjeta BOSS S2 (opcional) N/A Esta ranura es compatible con el médulo de BOSS S2.
3 Asa posterior N/A Para levantar el sistema.
4 Tarjeta elevadora de tarjeta N/A La tarjeta elevadora de tarjeta de expansion permite conectar tarjetas de

expansion PCl Express. Para obtener méas informacion sobre las tarjetas
de expansion compatibles con el sistema, consulte la seccion Reglas de
instalacion de tarjetas de expansion.

5 Tarjeta elevadora de tarjeta N/A
de expansion PCle 3
(ranura 4y ranura 5)

La tarjeta elevadora de tarjeta de expansion permite conectar tarjetas de
expansion PCI Express. Para obtener mas informacién sobre las tarjetas
de expansion compatibles con el sistema, consulte la seccion Reglas de
instalacion de tarjetas de expansion.

6 Puerto USB 2.0 (1) ot

7 Tarjeta elevadora de tarjeta N/A
de expansion PCle 4
(ranura 7 y ranura 8)

Este puerto cumple con los requisitos de USB 2.0.

La tarjeta elevadora de tarjeta de expansion permite conectar tarjetas de
expansion PCl Express. Para obtener méas informacion sobre las tarjetas
de expansion compatibles con el sistema, consulte la seccion Reglas de
instalacion de tarjetas de expansion.

8 Fuente de alimentacion Para obtener mas informacién sobre las configuraciones de la PSU,
(PSU 2) consulte la seccién .
9 Puerto VGA ol Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema. Para obtener

mas informacioén, consulte la seccion .
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Tabla 5. Vista posterior del sistema (continuacién)

Fuente de alimentacion

(PSU 1)

Elemento  Puertos, paneles o Icono Descripcién
ranuras
10 Puerto USB 3.0 (1) " Este puerto es compatible con USB 3.0.
i Puerto dedicado de iDRAC  iprac Permite acceder de manera remota a la iDRAC. Para obtener mas
informacion, consulte la Guia del usuario de iDRAC en .
12 Botoén de identificacion del ® Presione el botén de Id. del sistema:
sistema e Para localizar un sistema particular dentro de un rack.
e Para activar o desactivar el Id. del sistema.
Para restablecer iDRAC, mantenga presionado el botén durante méas de
16 segundos.
(D|NOTA:

e Para restablecer iDRAC mediante el Id. del sistema, asegurese de
que el botdn de Id. del sistema est4 activado en la configuracion
de iDRAC.

e Siel sistema deja de responder durante la POST, mantenga
presionado el botdn de ID del sistema (durante més de
5 segundos) para acceder al modo de progreso del BIOS.

13 Puerto de NIC de OCP N/A Este puerto es compatible con OCP 3.0. Los puertos de NIC estan
(opcional) integrados en la tarjeta de OCP, que esté conectada a la tarjeta madre
del sistema.
14 Puerto NIC (1, 2) ﬁ Los puertos de NIC estan integrados en la tarjeta LOM conectada a la
tarjeta madre del sistema.
15 Para obtener mas informacion sobre las configuraciones de la PSU,

consulte la seccion .

Para obtener mas informacion sobre los puertos, consulte la seccion .

13 12 11 10 9 8

llustracién 10. Vista posterior del sistema con médulo posterior de 2 unidades de 2,5 pulgadas

Tabla 6. Vista posterior del sistema con médulo posterior de 2 unidades de 2,5 pulgadas

Elemento  Puertos, paneles o Icono Descripcion
ranuras
1 Tarjeta elevadora de tarjeta N/A La tarjeta elevadora de tarjeta de expansion permite conectar tarjetas de
de expansién PCle 1 expansion PCl Express. Para obtener mas informacién sobre las tarjetas
(ranura 1y ranura 2) de expansion compatibles con el sistema, consulte la seccion Reglas de
instalacion de tarjetas de expansion.
2 Tarjeta BOSS S2 (opcional) N/A Esta ranura es compatible con el médulo de BOSS S2.
3 Asa posterior N/A Para levantar el sistema.
4 Tarjeta elevadora de tarjeta N/A La tarjeta elevadora de tarjeta de expansion permite conectar tarjetas de
de expansion PCle 2 expansion PCl Express. Para obtener méas informacion sobre las tarjetas
(ranura 3y ranura 6) de expansion compatibles con el sistema, consulte la seccidon Reglas de
instalacion de tarjetas de expansion.
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Tabla 6. Vista posterior del sistema con médulo posterior de 2 unidades de 2,5 pulgadas (continuacion)

(PSU 1)

Elemento  Puertos, paneles o Icono Descripcién
ranuras
5 Modulo posterior de N/A Permite instalar unidades compatibles en el sistema. Para obtener méas
unidades informacion sobre las unidades, consulte la seccion Unidades.
@ NOTA: Para obtener los nimeros de ranura de unidad, consulte la
seccion Etiquetas de informacion del sistema.
6 Puerto USB 2.0 (1) < Este puerto cumple con los requisitos de USB 2.0.
7 Tarjeta elevadora de tarjeta N/A La tarjeta elevadora de tarjeta de expansion permite conectar tarjetas de
de expansion PCle 4 expansion PCl Express. Para obtener méas informacion sobre las tarjetas
(ranura 7 y ranura 8) de expansién compatibles con el sistema, consulte la seccidon Reglas de
instalacion de tarjetas de expansion.
8 Fuente de alimentacion Para obtener mas informacion sobre las configuraciones de la PSU,
(PSU 2) consulte la seccion .
9 Puerto VGA ol Permite conectar un dispositivo de visualizacion al sistema. Para obtener
maés informacion, consulte la seccion .
10 Puerto USB 3.0 (1) oy Este puerto es compatible con USB 3.0.
M Puerto dedicado de iDRAC  iprac Permite acceder de manera remota a la iDRAC. Para obtener mas
informacion, consulte la Guia del usuario de iDRAC en .
12 Botdn de identificacion del ® Presione el botén de Id. del sistema:
sistema e Para localizar un sistema particular dentro de un rack.
e Para activar o desactivar el Id. del sistema.
Para restablecer iDRAC, mantenga presionado el botén durante méas de
16 segundos.
(D[NOTA:

e Para restablecer iDRAC mediante el Id. del sistema, asegurese de
que el botdn de Id. del sistema esta activado en la configuracion
de iDRAC.

e Siel sistema deja de responder durante la POST, mantenga
presionado el boton de ID del sistema (durante més de
5 segundos) para acceder al modo de progreso del BIOS.

13 Puerto de NIC de OCP N/A Este puerto es compatible con OCP 3.0. Los puertos de NIC estan
(opcional) integrados en la tarjeta de OCP, que esté conectada a la tarjeta madre
del sistema.
4 Puerto NIC (1, 2) ﬁ Los puertos de NIC estan integrados en la tarjeta LOM conectada a la
tarjeta madre del sistema.
15 Fuente de alimentacion Para obtener mas informacion sobre las configuraciones de la PSU,

consulte la seccion .

Para obtener mas informacién sobre los puertos, consulte la seccion .

Para obtener mas informacion, consulte las Especificaciones técnicas de Dell Technologies PowerEdge R7525 en la pagina de
documentacion del producto.
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Interior del sistema

16
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Fuente de alimentacion (PSU 1)

Tarjeta vertical 2

Conector de DIMM de memoria para el procesador 1 (E, F, G, H)
Etigueta de servicio

. Ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento
. Disipador de calor para el procesador 2
. Fuente de alimentacion (PSU 2)

Soporte vertical de relleno 4
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Soporte vertical de relleno 1

Ranura para tarjeta BOSS S2

Disipador de calor para el procesador 1

Ensamblaje del ventilador de enfriamiento

Backplane de unidad

Conector de DIMM de memoria para el procesador 2 (A, B, C, D)
Tarjeta madre

Soporte vertical de relleno 3
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1

llustracion 12. Interior del sistema con soportes verticales de longitud completa

1. Ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento 2. Ventilador de enfriamiento

3. Cubierta para flujo de aire GPU 4. Cubierta superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU
5. Tarjeta vertical 3 6. Soporte vertical 4

7. asa 8. Tarjeta vertical 1

9. Backplane de unidad 10. Etiqueta de servicio

Localizacion del codigo de servicio rapido y la etiqueta
de servicio

El cédigo de servicio rapido v la etiqueta de servicio exclusivos se utilizan para identificar el sistema. La etiqueta de informacion se
encuentra en la parte frontal del sistema e incluye informacion del sistema, como la etiqueta de servicio, el codigo de servicio rapido, la
fecha de fabricacion, la NIC, la direccion MAC, la etiqueta de QRL, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la

Descripcion general del Sistema
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etigueta de informacion también contiene la contrasefia predeterminada segura de iDRAC. Si opté por iDRAC Quick Sync 2, la etiqueta
de informacion también contiene la etiqueta de OpenManage Mobile (OMM), donde los administradores pueden configurar, supervisar y
solucionar problemas de los servidores PowerEdge.

5
llustracion 13. Localizacion del cédigo de servicio rapido y la etiqueta de servicio
1. Etiqueta de informacion (vista frontal) 2. Etiqueta de informacion (vista posterior)
3. Etiqueta de OpenManage Mobile (OMM) 4. Direccion MAC del iDRAC y etiqueta de contrasefia segura de
iDRAC

5. Etiqueta de servicio, cédigo de servicio rapido, etiqueta de QRL

LLa minietiqueta de servicio empresarial (MEST) se encuentra en la parte posterior del sistema e incluye la etiqueta de servicio (ST), el
cédigo de servicio rapido (Exp Sve Code) y la fecha de fabricacion (Mfg. Date). Dell EMC utiliza el Exp Svc Code para dirigir las llamadas
de soporte al personal adecuado.

Como alternativa, la informacién de la etiqueta de servicio se encuentra en una etiqueta en la pared izquierda del chasis.

Etiqueta de informacion del sistema

La etiqueta de informacion del sistema se encuentra en la parte posterior de la cubierta del sistema.
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Service Information

System Touchpoints

can be serviced while the system is running.

[ Hot swap touchpoints: Components with terracotta touchpoints ‘

[ Cold swap touchpoints: Components with blue touchpoints
require a full system shutdown before servicing.

Mechanical Overview

Hard Drives —

Top View
Power
1" Supplies
[
PCle Cards I
(T I
ﬁ CPUs
I.ll
DIMMs —E
— Fans

Front of system

Boot Optimized M.2

Front PERC
(Front Loading)

=
2
o5
Eu
o3
v e
§¢
[

System Tasks
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llustracion 14. Informacion de servicio

Rear View Configurations

PCle Risers
M.2 Drive 0—‘ —M.2Drive1 iDRAC —-USB 2.0

PCle PCle
I 1

T ]

PCle
L

T

| |
| | | |
3 [ 6 | ‘
BHE [ cEHC
=

|
Power LOM NIC | OCP NIC L VGA Power

Supply Supply

PCle System ID -USB 3.0

Two 2.5 inch rear drives

PCle Hard Drives PCle
1 1 1
1] [ Oor24 | [
7] .

/]
nse I

Rear drives follow a consecutive numbering sequence when an
expander board is installed.

BB =—==—

Four 2.5 inch rear drives

Hard Drives PCle
1

M.2 Drive 0—‘ ’rM.2 Drive 1

EEm cEmHC>

Rear drives follow a consecutive numbering sequence when an
expander board is installed.

A\ Caution: Many repairs may only be done by a certified service technician. You
should only perform troubleshooting and simple repairs as authorized in your product
documentation, or as directed by the online or telephone service and support team.
Damage due to servicing that is not authorized by Dell is not covered by your
warranty. Read and follow the safety instructions that came with the product.

To learn more about this Dell product or to order additional or replacement parts,
go to Dell.com/support

o
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Scan to see hardware servicing
and software setup videos,

Memory Information

E . a f how-to’s, and documentation.
A Caution: Memory (DIMMs) and CPUs may be hot during servicing. .
B9 B10 B11 B12 B16 B15 B14 B13 A9 A0 A1 A2 A16 A15 A14 A13
B1 | B2 | B5 | BS | | B8 | B7 | B4 | B3AI | A2 | A5 | A6 | | a8 | A7 | A4 | A3 ey
Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Server/PER7525
To learn more about this Dell product or to
order additional or replacement parts, go to
Dell.com/support
/\ Caution: Many repairs may only be done by
a certified service technician. You should only
perform troubleshooting and simple repairs as
authorized in your product documentation, or as
directed by the online or telephone service and
Memory Population support team. Damage due to servicing that is
not authorized by Dell is not covered by your
Configuration sequence warranty. Read and follow the safety
instructions that came with the product.
Memory-Optimized 1,2,34,5,6,738,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16 B —
Latest population rules are d 1ited in the | llation and Service Manual. umper Settings
Jumper Setting Description
Service Information G (efautyy BIOS configuration settings retained
Electrical Overview RVRAM-CER
l @ BIOS configuration settings cleared
System Board Connections @ at system boot.
n ﬂ B nﬂ ﬂ ﬂ ] @ (default) BIOS password is enabled.
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43] enabled in F2 iDRAC setting menu.
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llustracion 15. Informacion de memoria y conectores de la tarjeta madre del sistema

LED Behavior Configuration and Layout Express Service Tag

Standard Control Panel Quick Sync 2 Control Panel Option M Hot Swap Touchpoints (terracotta) ‘ Cold Swap Touchpoints (blue)

Pull to

Front View System ID Status Light Bar Power VGA open tag
8 Fault _{=1‘7
LEDs— |1 0
B E.‘*USE
2.5"x24
Normal Fault Hard Drives || Msiigiiiinigly LI
State State
&
0| Features:
= 2.5” x 16 * Service Tag
- . resses (bottom of tag)
Herds i § MAC Add b g
« Password (bottom of tag)
Icon Legend
g HACAUJIO_N H ool « Express Service Code
Hard Drive %> Memory eavy chassis. o i 4 !
ol Temperature Power Supply P 2.5"x8 o[1]2(3|4|5s|7 * Quick Resource Locator (QRL)
ety EL K & gank Three person Herd i ~ Sean to ses troubleshooting and
]I:I PCI & System D = Quick Sync 2 lift required. Drives T — how-to videos and documentation

llustracion 16. Comportamiento de LED, configuracion y disefio, y etiqueta de servicio exprés para el sistema de HDD de
2,5 pulgadas
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LED Behavior
Standard Control Panel Quick Sync 2 Control Panel Option
S| 8
8 1}
& & l. =
jLo=| =
Normal Fault
State  State

Icon Legend

Hard Drive iDRAC Direct
Activity ]D PCl @ Temperature A\, (Micro-AB USB)
Po M = -

Sonsly B peneY = Quicksync2 g SystemiD

I Hot Swap Touchpoints (terracotta)

Front View
[ System ID Status Light Bar

Configuration and Layout Express Service Tag
/

M Cold Swap Touchpoints (blue)

Power —‘TI—VGA

3.5” x 8 Hard Drives

Features:

* Service Tag
« MAC Addresses (bottom of tag)

a2 | ACAUTION
TP " £ " - Scan to see troubleshooting and
ll € |Heavy chassis. Three person lift required. || how-to videos and documentation

. (bottom of tag)
* Express Service Code
* Quick Resource Locator (QRL)

llustracion 17. Comportamiento de LED, configuracién y disefio, y etiqueta de servicio exprés para el sistema de HDD de

3,5 pulgadas

Matriz de compatibilidad del rack y dimensionamiento

de rieles

—
e

Para obtener informacion especifica sobre las soluciones de rieles compatibles con el sistema, consulte la Matriz de compatibilidad del rack
y dimensionamiento de rieles para sistemas Dell EMC Enterprise, disponible en matriz del rack de rieles.

El documento proporciona la informacién que aparece a continuacion:

Detalles especificos sobre los tipos de rieles y sus funcionalidades

Rangos de ajuste de rieles para diversos tipos de bridas de montaje en rack
Profundidad del riel con y sin accesorios de manejo de cables

Tipos de rack soportados para diversos tipos de brida de montaje en rack
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Instalacion y configuracion inicial del sistema

En esta seccion, se describen las tareas para la configuracion inicial del sistema de Dell. En esta seccién, también se proporcionan pasos
generales para configurar el sistema y guias de referencia para obtener informacion detallada.

Temas:

¢ Configuracion del sistema
e Configuracion de iDRAC
*  Recursos para instalar el sistema operativo

Configuracion del sistema

Siga los siguientes pasos para configurar el sistema:

Pasos

1. Desembalaje del sistema

2. Instale el sistema en el rack. Para obtener mas informacion, consulte las guias de accesorios de manejo de cables e instalacion de rieles
correspondientes a su solucion de administracion de cables y rieles en .

3. Conecte los periféricos al sistema y el sistema a la toma de corriente.
4. Presione el botdn de encendido para encender el sistema.
Para obtener informacion sobre la configuracion del sistema, consulte la Guia de introduccién enviada con el sistema.

Para obtener informacion sobre como administrar la configuracion basica y las caracteristicas del sistema, consulte la Guia de
referencia del BIOS y de UEFI de Dell Technologies PowerEdge R7525 en la pagina de documentacion del producto.

Configuracion de iDRAC

La Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) esta disefiada para aumentar su productividad como administrador del sistema
y mejorar la disponibilidad general de los servidores Dell EMC. iDRAC envia alertas sobre problemas del sistema, lo ayuda a realizar
actividades de administracion remota y reduce la necesidad de acceso fisico al sistema.

Para configurar la direccién IP de iDRAC:

Para permitir la comunicacién entre el sistema y la iDRAC, primero debe configurar los ajustes de red en funcién de la infraestructura de
red. La opcién de configuracion de red esté establecida en DHCP de manera predeterminada.

@l NOTA: Si desea una configuracion de IP estatica, debe solicitarla en el momento de la compra.

Puede configurar la direccion IP de iDRAC mediante una de las siguientes interfaces. Para obtener informaciéon sobre cémo configurar la
direccion IP de iDRAC, consulte los enlaces de documentacion que se proporcionan en la tabla.

Tabla 7. Interfaces para configurar la direccién IP de iDRAC

Interfaz Vinculos de documentacion

Utilidad de configuracion de iDRAC Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller

en o, para acceder a la Guia del usuario de Integrated Dell

Remote Access Controller especifica del sistema, vaya a la pagina

> Soporte para productos > Manuales y documentos del

sistema.

@ NOTA: Para determinar la version mas reciente de iDRAC
para la plataforma y para obtener la versidon més reciente
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Tabla 7. Interfaces para configurar la direccion IP de iDRAC (continuacion)

Interfaz Vinculos de documentacion

de la documentacion, consulte el articulo de la base de
conocimientos .

OpenManage Deployment Toolkit Guia del usuario del kit de herramientas de implementacion de
OpenManage en .

Lifecycle Controller Guia del usuario de Lifecycle Controller en o, para la Guia del
usuario de Lifecycle Controller especifica del sistema, vaya a la
pagina del sistema > Soporte del producto > Manuales y
documentos.

@ NOTA: Para determinar la version mas reciente de iDRAC
para la plataforma y para obtener la version més reciente
de la documentacion, consulte el articulo de la base de
conocimientos .

iDRAC Direct y Quick Sync 2 (opcional) Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller
en o, para acceder a la Guia del usuario de Integrated Dell
Remote Access Controller especifica del sistema, vaya a la pagina
> Soporte para productos > Manuales y documentos del
sistema.
@ NOTA: Para determinar la version mas reciente de iDRAC
para la plataforma y para obtener la version més reciente
de la documentacion, consulte el articulo de la base de
conocimientos .

NOTA: Para acceder a iDRAC, asegurese de conectar el cable de Ethernet al puerto de red dedicado de iDRACS o utilice el puerto de
iDRAC Direct mediante el cable USB. También puede obtener acceso a la iDRAC a través del modo de LOM compartido, si eligio un
sistema con el modo de LOM compartido habilitado.

Opciones para iniciar sesion en iDRAC

Para iniciar sesion en la interfaz de usuario web de iDRAC, abra un navegador e ingrese la direccion IP.
Puede iniciar sesion en iDRAC como:
e Usuario de iDRAC

e Usuario de Microsoft Active Directory
e Protocolo ligero de acceso a directorios [LDAP]

En la pantalla de inicio de sesidn que aparece, si optd por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, introduzca la contrasefia
predeterminada segura de iDRAC disponible en la parte posterior de la etiqueta de informacion. Si no opté por el acceso predeterminado
seguro a iDRAC, introduzca el nombre de usuario y la contrasefia predeterminados: root y calvin. También puede iniciar sesion
mediante Single Sign On o la tarjeta inteligente.

®| NOTA: Asegurese de cambiar el nombre de usuario y la contrasefia predeterminados después de configurar la direccion IP de iDRAC.

Para obtener més informacién sobre el inicio de sesién en iDRAC vy las licencias de iDRAC, consulte la Guia del usuario de Integrated Dell
Remote Access Controller en at .

®

También puede acceder a iIDRAC mediante el protocolo de linea de comandos de RACADM. Para obtener mas informacion, consulte la
Guia de la CLI de RACADM de iDRAC con Lifecycle Controller, disponible en

NOTA: Para determinar la version mas reciente de iDRAC para la plataforma y para obtener la version mas reciente de la
documentacion, consulte el articulo de la base de conocimientos .

También puede acceder a iDRAC mediante la herramienta de automatizacion, Redfish API. Para obtener méas informacion, consulte la Guia
de Redfish APl de iDRACS con Lifecycle Controller, disponible en
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Recursos para instalar el sistema operativo

Si el sistema se envia sin sistema operativo, puede instalar un sistema operativo compatible mediante uno de los recursos que se
proporcionan en la tabla. Para obtener informacion sobre como instalar el sistema operativo, consulte los vinculos de documentacion que
se proporcionan en la tabla.

Tabla 8. Recursos para instalar el sistema operativo

Resource (Recurso) | Vinculos de documentacion

iDRAC Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en o, para la Guia del usuario de Integrated

Dell Remote Access Controller especifica del sistema, vaya a la pagina del sistema > Compatibilidad con
productos > Manuales y documentos.

@ NOTA: Para determinar la versién més reciente de iDRAC para la plataforma y para obtener la versibn mas
reciente de la documentacion, consulte el articulo de la base de conocimientos en .

Lifecycle Controller Guia del usuario de Lifecycle Controller en o, para la Guia del usuario de Lifecycle Controller especifica

del sistema, vaya a la pagina del sistema > Compatibilidad con productos > Manuales y documentos.

Dell recomienda usar Lifecycle Controller para instalar el sistema operativo, ya que todos los controladores
necesarios se instalan en el sistema.

@ NOTA: Para determinar la versién més reciente de iDRAC para la plataforma y para obtener la version mas
reciente de la documentacion, consulte el articulo de la base de conocimientos en .

Kit de herramientas
de implementacion de
OpenManage

VMware ESXi
certificado por Dell

@ NOTA: Para obtener mas informacion sobre la instalacion y los videos de instrucciones para sistemas operativos compatibles con el
sistema PowerEdge, consulte Sistemas operativos compatibles con sistemas Dell EMC PowerEdge.

Opciones para descargar firmware

Puede descargar firmware desde el sitio de soporte de Dell. Para obtener informacion, consulte la seccidon Descarga de controladores y
firmware.

También puede elegir cualquiera de las siguientes opciones para descargar el firmware. Para obtener informacion sobre como descargar el
firmware, consulte los vinculos de documentacion que se proporcionan en la tabla.

Tabla 9. Opciones para descargar firmware

Opcién Vinculo de documentacion

Mediante Dell Remote Access Controller Lifecycle Controller
(iDRAC con LC)

Mediante Dell Repository Manager (DRM)

Uso de Dell Server Update Utility (SUU)

Uso de Dell OpenManage Deployment Toolkit (DTK)

Uso de los medios virtuales de iDRAC

Opciones para descargar e instalar los controladores del sistema
operativo

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para descargar e instalar los controladores del sistema operativo. Para obtener
informacion acerca de cémo descargar e instalar los controladores del sistema operativo, consulte los vinculos de documentacion que se
proporcionan en la tabla.
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Tabla 10. Opciones para descargar e instalar los controladores del sistema operativo

Opcion

Documentacion

Sitio de soporte de Dell EMC

Seccién Descarga de controladores y firmware.

Medios virtuales de iDRAC

Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en

o, para la Guia del usuario de Integrated Dell Remote Access

Controller especifica del sistema, vaya a la pagina del sistema >

Compatibilidad con productos > Manuales y documentos.

@ NOTA: Para determinar la version de iDRAC mas reciente
de la plataforma y obtener la version mas reciente de la
documentacion, consulte .

Descarga de controladores y firmware

Se recomienda que descargue e instale el BIOS, los controladores y el firmware de administracion de sistemas mas reciente en el sistema.

Requisitos previos

Asegurese de borrar la caché del navegador web antes de descargar los controladores y el firmware.

Pasos

1. Vayaa.

2. Introduzca la etiqueta de servicio del sistema en el campo Ingrese una etiqueta de servicio de Dell, una ID de producto de Dell

EMC o un modelo y presione Entrar.

@ NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, seleccione Detectar PC para detectar automaticamente la etiqueta de servicio o haga
clic en Examinar todos los productos y navegue hasta su producto.

3. Enla pagina del producto que aparece, haga clic en Controladores y descargas.
En la pagina Controladores y descargas, se muestran todos los controladores que corresponden al sistema.

4. Descargue los controladores en una unidad USB, un CD, un DVD o una maquina local.
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Instalacion y extraccion de componentes del
sistema

Temas:

Instrucciones de seguridad

Antes de trabajar en el interior de su equipo
Después de trabajar en el interior del sistema
Herramientas recomendadas

Bisel frontal opcional

Cubierta del sistema

Cubierta del backplane de unidad

Panel de control

Cubierta para flujo de aire

Ventilador de enfriamiento

Soportes de pared laterales

Unidades

Backplane de unidad

Enrutamiento de cables

Compartimiento de unidad posterior
Modulo de PERC frontal

Memoria del sistema

Procesador y disipador de calor

Tarjetas elevadoras de tarjeta de expansion y tarjetas de expansion
Puerto serie COM opcional

Modulo IDSDM opcional

Tarjeta microSD

Modulo de la SSD M.2 en la tarjeta de adaptador Boot Optimized Storage Subsystem S
Tarjeta BOSS S2 (opcional)

Baterfa del sistema

Tarjeta USB interna opcional

Modulo del interruptor de intrusiones
Tarjeta OCP opcional

Fuente de alimentacion

Maodulo de plataforma de confianza

Tarjeta madre

Tarjeta LOM y placa de /O posterior
Tarjeta RIO

Instrucciones de seguridad

®

26

NOTA: Para evitar lesiones, no levante el sistema por su cuenta. Solicite ayuda a otras personas.

PRECAUCION: Muchas de las reparaciones deben ser realizadas Gnicamente por un técnico de servicio autorizado. El
usuario debe llevar a cabo Gnicamente las tareas de solucién de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en
la documentacion del producto o indicadas por el personal de servicio y de asistencia en linea o telefonica. Los dafios
causados por reparaciones no autorizadas por Dell no estan cubiertos por la garantia. Lea y siga las instrucciones de
seguridad que se envian con el producto.
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PRECAUCION: Para garantizar un funcionamiento y un enfriamiento adecuados, todos los compartimentos y
ventiladores del sistema deben estar ocupados en todo momento con un componente o médulo de relleno.

@ NOTA: Se recomienda utilizar siempre una alfombrilla y una mufiequera antiestaticas al manipular los componentes del interior del
sistema.

@ NOTA: Cuando reemplace la PSU de intercambio en caliente, después del préximo arrangue del servidor, la nueva PSU se actualiza
autométicamente al mismo firmware y la misma configuracion que la reemplazada. Para obtener mas informacion acerca de la
configuracion de reemplazo de piezas, consulte la Guia del usuario de Lifecycle Controller en

@ NOTA: Cuando reemplace una tarjeta NIC/FC/controladora de almacenamiento fallida con el mismo tipo de tarjeta, después de
encender el sistema, la nueva tarjeta se actualiza automaticamente al mismo firmware y la misma configuracion que la fallida. Para
obtener mas informacion acerca de la configuracion de reemplazo de piezas, consulte la Guia del usuario de Lifecycle Controller en

@ NOTA: Asegurese de instalar la versidon mas reciente de iDRAC para garantizar la compatibilidad con la PSU de CA/HVDC Titanium
de modo mixto de 1100 W y la PSU de CC de 1100 W (-48 V).

PRECAUCION: Aseglrese de tener dos o mas personas para levantar el sistema horizontalmente desde la cajay
colocarlo sobre una superficie plana, un elevador de rack o en los rieles.

@ NOTA: Para obtener informacion detallada sobre el cableado de las tarjetas, consulte el manual del propietario especifico del sistema
en el Manual de instalacion y servicio, que esta disponible en .

Antes de trabajar en el interior de su equipo

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

1. Apague el sistema y todos los periféricos conectados.
2. Desconecte el sistema de la toma de corriente y desconecte los periféricos.
3. Quite el sistema del rack, si corresponde.
Para obtener mas informacion, consulte la Guia de instalacion del riel correspondiente a sus soluciones de rieles en .

4. Quite la cubierta del sistema.

Después de trabajar en el interior del sistema

Requisitos previos

Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

1. Reemplace la cubierta del sistema.
2. Instale el sistema en el rack, si corresponde.

Para obtener mas informacion, consulte la Guia de instalacion del riel correspondiente a sus soluciones de rieles en .
3. Vuelva a conectar los periféricos, conecte el sistema a la toma de corriente y encienda el sistema.

Herramientas recomendadas

Necesita las siguientes herramientas para llevar a cabo los procedimientos de extraccion e instalacion:
e | lave para la cerradura del bisel. La llave es necesaria Unicamente si el sistema incluye un bisel.

e Destornillador Phillips ndm. 1

e Destornillador Phillips nim. 2
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Destornillador Torx n.2 T20

Destornillador de tuercas hexagonales de 5 mm
Punta trazadora de plastico

Destornillador de punta plana de 1/4 de pulgada
Murfiequera de conexion a tierra conectada a tierra
Estera protegida contra descargas electrostéaticas

Bisel frontal opcional

Extraccion del bisel frontal

Los procedimientos para quitar el bisel frontal con y sin panel LCD son los mismos.

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Mantenga la llave del bisel al alcance de su mano.
@l NOTA: La llave del bisel forma parte del paquete del bisel de la pantalla LCD.

Pasos

1. Desbloguee el embellecedor.

2. Presione el botdn de liberacion y desenganche el extremo izquierdo del bisel.
3. Desenganche el extremo derecho y extraiga el bisel.

llustracion 18. Extraccion del bisel frontal

Siguientes pasos

1. Reemplace el bisel frontal.
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Instalacion del bisel frontal

Los procedimientos para instalar el bisel frontal con y sin panel LCD son los mismos.

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Localice y extraiga la llave del bisel.
@l NOTA: La llave del bisel forma parte del paquete del bisel de la pantalla LCD.

Pasos

1. Alinee e inserte las pestafias del bisel en las ranuras del sistema.

2. Presione el bisel hasta que el botdn de liberacién encaje en su lugar.
3. Bloquee el embellecedor.

llustracion 19. Instalacion del bisel frontal

Cubierta del sistema

Extraccion de la cubierta del sistema

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Apague el sistema y todos los periféricos conectados.
3. Desconecte el sistema de la toma de corriente y los periféricos.

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.© 2 o un destornillador de cabezal plano de 1/4 de pulgada, gire la cerradura en el sentido contrario
a las agujas del reloj, hacia la posicion de desbloqueo.

2. Levante el pestillo de liberacion hasta que la cubierta del sistema se deslice hacia atras.
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3. Levante la cubierta para quitarla del sistema.

llustracion 20. Extraccion de la cubierta del sistema

Siguientes pasos

1. Reemplace la cubierta del sistema.

Instalacion de la cubierta del sistema

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. Asegurese de que todos los cables internos estén conectados y colocados correctamente, y de que no queden herramientas ni piezas
adicionales dentro del sistema.

Pasos
1. Alinee las lenglietas de la cubierta del sistema con las ranuras guia y deslice la cubierta del sistema.
2. Cierre el pestillo de liberacién de la cubierta del sistema.

3. Mediante un destornillador Phillips n.© 2 o un destornillador de cabezal plano de 1/4 de pulgada, gire la cerradura en el sentido de las
agujas del reloj, hacia la posicion de bloqueo.
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llustracion 21. Instalacion de la cubierta del sistema

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Cubierta del backplane de unidad

Extraccion de la cubierta del backplane de unidad

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

1. Deslice la cubierta del backplane en la direccion de las flechas marcadas en la cubierta del backplane de la unidad.
2. Levante la cubierta del backplane para quitarla del sistema.
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llustracion 22. Extraccion de la cubierta del backplane de unidad

Siguientes pasos

1. Reemplace la cubierta del backplane de la unidad.

Instalacion de la cubierta del backplane de unidad

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Pasos

1. Alinee la cubierta del backplane de la unidad con las ranuras guia del sistema.
2. Deslice la cubierta del backplane de la unidad hacia la parte frontal del sistema hasta que la cubierta del backplane encaje en su lugar.
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llustracion 23. Instalacion de la cubierta del backplane de unidad

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Panel de control

Extraccion del panel de control derecho

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Quite la cubierta del backplane de la unidad.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esta instalada.

Quite el ensamblaje del ventilador de enfriamiento.

Quite el soporte de pared lateral.

I BN

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.© 1, quite los tornillos que fijan el panel de control derecho vy la cubierta de cables del panel de
control derecho al sistema, y quite la cubierta de cables del sistema.

2. Desconecte el cable del panel de control derecho vy el cable de VGA de los conectores en la tarjeta madre del sistema.
3. Sujetando el cable, deslice el panel de control derecho para quitarlo del sistema.

@l NOTA: Observe el enrutamiento de cables a medida que quita el panel de control derecho del sistema.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 24. Extraccién del panel de control derecho

Siguientes pasos

1. Reemplace el panel de control derecho.

Instalacion del panel de control derecho

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

1. Alinee y deslice el panel de control derecho en la ranura del sistema.
2. Conecte el cable del panel de control derecho y el cable de VGA a los conectores en la tarjeta madre del sistema.

3. Pase el cable del panel de control derecho a través de la pared lateral del sistema. Alinee y deslice la cubierta de cables del panel de
control derecho en la ranura del sistema.

@l NOTA: Cologue el cable correctamente para evitar que guede pinzado o doblado.

4. Mediante un destornillador Phillips n.© 1, ajuste los tornillos que fijan el panel de control derecho y la cubierta de cables del panel de
control derecho al sistema.
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@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 25. Instalacién del panel de control derecho

Siguientes pasos

Instale el soporte de pared lateral.

Instale el ensamblaje de ventiladores de enfriamiento.

Instale la cubierta del backplane de unidad.

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

S FNESTESIES

Extraccion del panel de control izquierdo

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Quite la cubierta del backplane de la unidad.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esta instalada.

Quite el ensamblaje del ventilador de enfriamiento.

Quite el soporte de pared lateral.

SN F NSRS
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Pasos

1. Desconecte el cable del panel de control del conector en la tarjeta madre del sistema.

2. Mediante un destornillador Phillips n.© 1, quite los tornillos que fijan el panel de control izquierdo y la cubierta de cables del panel de
control izquierdo al sistema.

3. Sujete el cable del panel de control izquierdo y deslice el panel de control izquierdo para quitarlo del sistema.

@l NOTA: Observe el enrutamiento de cables a medida que quita el panel de control derecho del sistema.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 26. Extraccion del panel de control izquierdo

Siguientes pasos

1. Reemplace el panel de control izquierdo.

Instalacion del panel de control izquierdo

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

1. Alinee y deslice el panel de control izquierdo en la ranura del sistema.
2. Conecte el cable del panel de control izquierdo al conector en la tarjeta madre del sistema.

3. Pase el cable del panel de control izquierdo a través de la pared lateral del sistema. Alinee y deslice la cubierta de cables del panel de
control izquierdo en la ranura del sistema.

@l NOTA: Cologue el cable correctamente para evitar que quede pinzado o doblado.
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4. Mediante un destornillador Phillips n.© 1, ajuste los tornillos para fijar el panel de control izquierdo vy la cubierta de cables del panel de
control izquierdo al sistema.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 27. Instalacion del panel de control izquierdo

Siguientes pasos

Instale el soporte de pared lateral.

Instale el ensamblaje de ventiladores de enfriamiento.

Instale la cubierta del backplane de unidad.

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

S FNEINIES
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Cubierta para flujo de aire

Extraccion de la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

PRECAUCION: Nunca utilice el sistema cuando no esté presente la funda de enfriamiento. El sistema puede
sobrecalentarse rapidamente, lo que da como resultado el apagado del sistema y la pérdida de datos.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

Sujete los bordes de la cubierta para flujo de aire y levantela para quitarla del sistema.

llustracién 28. Extraccion de la cubierta para flujo de aire

Siguientes pasos

1. Reemplace la cubierta para flujo de aire.

Instalacion de la cubierta para flujo de aire

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

1. Alinee la ranura de la cubierta para flujo de aire con el separador del sistema.
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2. Baje la cubierta para flujo de aire hacia el sistema hasta que quede asentada firmemente.

llustracién 29. Instalacion de la cubierta para flujo de aire

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Extraccion de la cubierta para flujo de aire GPU

Requisitos previos

PRECAUCION: Nunca utilice el sistema cuando no esté presente la funda de enfriamiento. El sistema puede
sobrecalentarse rapidamente, lo que da como resultado el apagado del sistema y la pérdida de datos.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

Sujete los bordes de la cubierta para flujo de aire de la GPU y levantela para quitarla del sistema.
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llustracion 30. Extraccion de la cubierta para flujo de aire GPU

Siguientes pasos

1. Reemplace la cubierta para flujo de aire.

Instalacion de la cubierta para flujo de aire GPU

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

1. Alinee la ranura de la cubierta para flujo de aire de la GPU con el separador del sistema.
2. Baje la cubierta para flujo de aire de la GPU hacia el sistema hasta que quede asentada firmemente.
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llustracion 31. Instalacion de la cubierta para flujo de aire GPU

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Extraccion de la cubierta superior en la cubierta para flujo de aire de la
GPU

Requisitos previos

PRECAUCION: Nunca utilice el sistema cuando no esté presente la funda de enfriamiento. El sistema puede
sobrecalentarse rapidamente, lo que da como resultado el apagado del sistema y la pérdida de datos.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

Presione las lenglietas azules situadas en ambos lados de la cubierta superior y levante la cubierta superior para quitarla de la cubierta para
flujo de aire de la GPU.
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llustracion 32. Extraccién de la cubierta superior en la cubierta para flujo de aire de la GPU

Siguientes pasos

1. Reemplace la cubierta superior en la cubierta para flujo de aire de la GPU.

Instalacion de la cubierta superior en la cubierta para flujo de aire de
la GPU

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

1. Alinee las lenglietas de la cubierta superior con las ranuras en la cubierta para flujo de aire de la GPU.
2. Baje la cubierta superior sobre la cubierta para flujo de aire de la GPU hasta que quede firmemente asentada.
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llustracion 33. Instalacion de la cubierta superior en la cubierta para flujo de aire de la GPU

Siguientes pasos

1. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Ventilador de enfriamiento

Extraccion del ensamblaje de la canastilla para el ventilador de
enfriamiento

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite la cubierta para flujo de aire, si esté instalada.

Pasos

1. Levante las palancas de liberacion azules para desbloquear el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento del sistema.
2. Sujete las palancas de liberacion y levante el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento para quitarlo del sistema.

Instalacion y extraccion de componentes del sistema 43



llustracioén 34. Extraccion del ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento

Siguientes pasos

1. Instale el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento.

Instalacion del ensamblaje de la canastilla para el ventilador de
enfriamiento

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
PRECAUCION: Asegurese de que los cables dentro del sistema estén correctamente instalados y sujetados por el
soporte de retencion de cables antes de instalar el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento. Si
los cables estan incorrectamente instalados, pueden dafiarse.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. Quite la cubierta para flujo de aire, si est4 instalada.

Pasos

1. Alinee los rieles guia en el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento con los separadores del chasis.

2. Baje el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento hacia el sistema hasta que los conectores en la canastilla encajen
con los conectores en la tarjeta madre del sistema.

3. Presione las palancas de liberacion para fijar el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento en el sistema.
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llustracion 35. Instalacion del ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.
2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Extraccion de un ventilador de enfriamiento

Requisitos previos
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite la cubierta para flujo de aire, si est4 instalada.

Pasos

Presione la lenglieta de seguridad naranja y levante el ventilador de enfriamiento para desconectar el ventilador del conector en la tarjeta
madre del sistema.

®

NOTA: El procedimiento para quitar un ventilador estdndar de alto rendimiento (nivel Silver) o de alto rendimiento (nivel Gold) es el
mismo.

Al AVISO: Asegurese de no inclinar ni girar el ventilador de enfriamiento cuando lo quite del sistema.
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llustracion 36. Extraccion de un ventilador de enfriamiento

Siguientes pasos

1. Reemplace un ventilador de enfriamiento.

Instalacion de un ventilador de enfriamiento

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos
Alinee y deslice el ventilador de enfriamiento dentro del ensamblaje del ventilador de enfriamiento hasta que encaje en su lugar.

@ NOTA: El procedimiento para instalar un ventilador estandar de alto rendimiento (nivel Silver) o de alto rendimiento (nivel Gold) es el
mismo.
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llustracion 37. Instalaciéon de un ventilador de enfriamiento

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.
2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Soportes de pared laterales

Extraccion del soporte de pared lateral

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Quite el bisel frontal, si esta instalado.

Quite la cubierta del backplane.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esté instalada.

Quite el ensamblaje del ventilador de enfriamiento.

3 IF NSRS

NOTA: Asegurese de observar el enrutamiento de cables a medida que los quita de la tarjeta madre. Cologue el cable correctamente
a fin de evitar que quede pinzado o doblado.

®

Pasos
1. Presione la lenglieta para soltar la cubierta del soporte de pared lateral.

@l NOTA: Quite los cables para soltarlos del soporte de pared lateral.

2. Suelte el soporte del chasis y levantelo para quitarlo del sistema.
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llustracion 38. Extraccion del soporte de pared lateral

Siguientes pasos

1. Reemplace el soporte de pared lateral.

Instalacion del soporte de pared lateral

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Quite el bisel frontal, si est4 instalado.

Quite la cubierta del backplane.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esté instalada.

NOTA: Asegurese de observar el enrutamiento de cables a medida que los quita de la tarjeta madre. Coloque el cable correctamente
a fin de evitar que quede pinzado o doblado.

S JF NSTEIES

®

Pasos

1. Alinee el soporte de pared lateral con las lengletas del chasis.
2. Presione el soporte de pared lateral con los pulgares hasta que encaje firmemente en su lugar.

®| NOTA: Coloque los cables a través del soporte de pared lateral.

3. Cierre la cubierta del soporte de pared lateral con los pulgares hasta que encaje firmemente en su lugar.

48 Instalacion y extraccion de componentes del sistema



llustracion 39. Instalacién del soporte de pared lateral

Siguientes pasos

Reemplace el ensamblaje de ventilador de enfriamiento.

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quitd.

Instale la cubierta del backplane.

Instale el bisel frontal, si es necesario.

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Unidades

[P NS RIES

Extraccion de una unidad de relleno

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el bisel frontal, si esté instalado.

PRECAUCION: Para mantener un enfriamiento adecuado del sistema, se deben instalar unidades de relleno en todas las
ranuras de unidad vacias.

Pasos

Presione el botdn de liberacion y deslice la unidad de relleno para quitarla de la ranura de unidad.
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llustracion 40. Extraccion de una unidad de relleno

Siguientes pasos

1. Reemplace la unidad de relleno.

Instalacion de una unidad de relleno

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el bisel frontal, si esta instalado.

Pasos

Introduzca la unidad de relleno en la ranura de unidad hasta que el botén de liberacién encaje en su lugar.

llustracion 41. Instalacion de una unidad de relleno

Siguientes pasos

1. Instale el bisel frontal, si se quito.

Extraccion del portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Extraiga el bisel frontal en caso de que esté instalado.
3. Prepare la unidad para la extraccion con el software de administracion.

Si la unidad est4 en linea, el indicador verde de actividad o de falla parpadea a medida que se apaga la unidad. Cuando los indicadores
de la unidad se apaguen, la unidad esta lista para la extraccion. Para obtener mas informacion, consulte la documentacion de la

controladora de almacenamiento.
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PRECAUCION: Antes de intentar quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte
la documentacion de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador de host esté
configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercién de unidades.

PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegirese de que el sistema operativo sea compatible con la
instalacion de unidades. Para obtener mas informacion acerca de los requisitos de instalacion o desinstalacion de las
unidades, consulte la guia del usuario del sistema operativo.

Pasos

1. Presione el botén de liberacion para abrir el asa de liberacion del portaunidades.
2. Sujete el asa de liberacion del portaunidades y deslicelo para quitarlo de la ranura de unidad.

llustracién 42. Extraccion de un portaunidades

Siguientes pasos

1. Instale un portaunidades o una unidad de relleno.

Instalacion del portaunidades

Requisitos previos
PRECAUCION: Antes de quitar o instalar una unidad cuando el sistema esta en funcionamiento, consulte la

documentacion de la tarjeta controladora de almacenamiento para asegurarse de que el adaptador de host esté
configurado correctamente y sea compatible con la extraccion e insercion de unidades.

PRECAUCION: No se pueden combinar unidades SAS y SATA en el mismo volumen de RAID.

PRECAUCION: Cuando instale una unidad, asegirese de que las unidades adyacentes estén instaladas por completo. Si
introduce un portaunidades e intenta bloquear el asa junto a un portaunidades parcialmente instalado, puede daiiar el
muelle del blindaje del portaunidades parcialmente instalado y dejarlo inservible.

PRECAUCION: Para prevenir la pérdida de datos, asegirese que el sistema operativo admite la instalacién de unidades
de intercambio directo. Consulte la documentacion incluida con el sistema operativo.

@ NOTA: Cuando se instala una unidad intercambiable en caliente de repuesto con el sistema encendido, la unidad comienza a
reconstruir automéaticamente. Asegurese de que la unidad de repuesto esté en blanco. Cualquier dato en la unidad de repuesto se
perdera inmediatamente después de instalarla.
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@ NOTA: Asegurese de que el asa de liberacion del portaunidades se encuentre en posicion abierta antes de insertar el portaunidades en
la ranura.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el bisel frontal, si esté instalado.
3. Quite el portaunidades o la unidad de relleno cuando desee ensamblar las unidades en el sistema.

Pasos

1. Deslice el portaunidades en la ranura de unidad.
2. Cierre el asa de liberacion del portaunidades para bloguear la unidad en su sitio.

llustracién 43. Instalacion de un portaunidades

Siguientes pasos

Instale el bisel frontal, si se quito.

Extraccion de una unidad del portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el bisel frontal, si esté instalado.

Pasos
1. Mediante un destornillador Phillips n.© 1, quite los tornillos de los rieles deslizantes del portaunidades.

NOTA: Si el portaunidades de SSD o disco duro tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de
2,5 pulgadas) o Torx 8 (para unidades de 3,5 pulgadas) a fin de quitar la unidad.
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2. Levante la unidad para quitarla del portaunidades.

llustracion 44. Extraccion de una unidad del portaunidades

Siguientes pasos

Instale la unidad en el portaunidades.

Instalacion de la unidad en el portaunidades

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Quite el bisel frontal, si esta instalado.
3. Quite la unidad de relleno.

Pasos

1. Inserte la unidad en el portaunidades con el conector de la unidad hacia la parte posterior del portaunidades.
2. Alinee los orificios para tornillos de la unidad con los orificios para tornillos del portaunidades.
3. Mediante un destornillador Phillips n.© 1, fije la unidad al portaunidades con tornillos.

®| NOTA: Al instalar una unidad en el portaunidades, asegurese de que los tornillos se ajusten a 4 Ibf-in.

NOTA: Si el portaunidades de SSD o disco duro tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de
2,5 pulgadas) o Torx 8 (para unidades de 3,5 pulgadas) a fin de instalar la unidad.
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llustracion 45. Instalacion de una unidad en el portaunidades

Siguientes pasos

1. Instale el portaunidades.
2. Instale el bisel frontal, si se quito.

Backplane de unidad

Backplane de unidades

Segun la configuracién del sistema, los backplanes de unidades compatibles se enumeran a continuacion:

Tabla 11. Opciones de backplane compatibles

Sistema

Opciones de unidades de disco duro compatibles

PowerEdge R7525

Backplane SATA, SAS de 3,5 pulgadas (x8)

Backplane SATA o SAS de 3,5 pulgadas (x12)

Backplane NVMe, SATA o SAS de 2,5 pulgadas (x8)

Backplane SATA o SAS de 2,5 pulgadas (x16)

Backplane NVMe de 2,5 pulgadas (x24)
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llustracion 46. Backplane de 8 unidades de 2,5 pulgadas

1. BP_PWR_CTRL 2. BP_DST_SA1 (PERC a backplane)
3. DST_PAT1 (conector de PCle/NVMe) DST_PB1 (conector de PCle/NVMe)

5. DST_PA2 (conector de PCle/NVMe) 6. BP_PWR_1 (cable de sefiales y alimentacion del backplane a la
tarjeta madre del sistema)

S

7. DST_PB2 (conector de PCle/NVMe)

llustracion 47. Backplane de 8 unidades de 3,5 pulgadas

1. BP_PWR_1 (cable de sefiales y alimentacion del backplane a la tarjeta madre del sistema)

llustracion 48. Backplane de 12 unidades de 3,5 pulgadas

1. BP_DST_SB1
2. BP_PWR_1 (cable de sefiales y alimentacion del backplane a la tarjeta madre del sistema)
3. BP_DST_SA1
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llustracién 49. Backplane de 16 unidades de 2,5 pulgadas

1. BP_DST_SB1 (de backplane a PERC frontal) 2.
3. BP_PWR_CTRL (sefial de control y alimentacion de PERC 4.
frontal)

,‘ I“ l"\" e

1 2 3 4 5 6 7
llustracién 50. Backplane de 24 unidades de 2,5 pulgadas
1. DST_PB6 (conector de PCle/NVMe) 2.
3. DST_PBb5 (conector de PCle/NVMe) 4.
5. DST_PASD (conector de PCle/NVMe) 6.
7. DST_PAA4 (conector de PCle/NVMe) 8.
9. DST_PA3 (conector de PCle/NVMe) 10.
1. DST_PWR_1 (cable de sefiales y alimentacion del backplane ala 12.

tarjeta madre del sistema)
13. DST_PB1 (conector de PCle/NVMe) 4.
1
==
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llustracion 51. Backplane de 24 unidades de 2,5 pulgadas
1. DST_SA1 2.
3. DST_SB1 4,
5. DST_PA1 (conector de PCle/NVMe) 6.
7. DST_PB1 (conector de PCle/NVMe) 8.
9. DST_PA2 (conector de PCle/NVMe) 10.
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BP_PWR_1 (cable de sefiales y alimentacién del backplane a la
tarjeta madre del sistema)

BP_DST_SA1 (backplane a PERC frontal)

DST_PAG (conector de PCle/NVMe)

DST_PWR_2 (cable de sefiales y alimentacion del backplane a la
tarjeta madre del sistema)

DST_PBA4 (conector de PCle/NVMe)
DST_PB3 (conector de PCle/NVMe)
DST_PB2 (conector de PCle/NVMe)
DST_PA2 (conector de PCle/NVMe)

DST_PA1 (conector de PCle/NVMe)

SRC_SA1

BP_PWR_1

BP_PWR_2

BP_PWR_CTRL

DST_PB2 (conector de PCle/NVMe)



Extraccion del backplane de la unidad

Requisitos previos

A
A

©

©ONO oA N2

PRECAUCION: Para evitar dafios en las unidades y el backplane, quite las unidades del sistema antes de quitar el
backplane.

PRECAUCION: Anote el nimero de cada unidad y etiquételas temporalmente antes de quitarlas para poder reinstalarlas
en las mismas ubicaciones.

NOTA: El procedimiento para quitar el backplane es similar para todas las configuraciones de backplane.

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Quite la cubierta del backplane.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esté instalada.

Quite todas las unidades.

Quite el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento.

Desconecte los cables del backplane de unidad del conector en la tarjeta madre del sistema.
Desconecte los cables del backplane de unidad del conector en el backplane.

Pasos

1.
2,

Presione las lenglietas de seguridad azules para desenganchar el backplane de la unidad de los ganchos del sistema.

Levante y tire del backplane de la unidad para quitarlo del sistema.

@ NOTA: Para evitar dafios en el backplane, asegurese de mover los cables del panel de control de los ganchos de enrutamiento
antes de quitar el backplane.

llustracion 52. Extraccion del backplane de la unidad
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Siguientes pasos

1. Reemplace el backplane de unidad.

Instalacion del backplane de la unidad

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Quite la cubierta del backplane.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esté instalada.

Quite todas las unidades.

Quite el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento.

3 IF NSV EES

NOTA: Para evitar dafios en el backplane, asegUrese de mover los cables del panel de control de los ganchos de enrutamiento antes
de quitar el backplane.

@l NOTA: Cologue el cable correctamente a fin de evitar que quede pinzado o doblado.

Pasos

1. Utilice las guias del sistema para alinear las ranuras del backplane.
2. Inserte el backplane en las guias y béajelo hasta que las lenglietas de seguridad azules encajen en su lugar.
3. Coloque los cables correctamente por las guias de cables y conecte los cables al conector en la tarjeta madre del sistema.

llustracion 53. Instalacién del backplane de la unidad

Siguientes pasos

1. Instale el ensamblaje de la canastilla para el ventilador de enfriamiento.
Instale todas las unidades.

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.

Instale la cubierta del backplane de unidad.

Hoon
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B. Conecte los cables del backplane de la unidad al conector en la tarjeta madre del sistema.
6. Conecte los cables del backplane de la unidad al conector del backplane.
7. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Enrutamiento de cables

APERC_CTRL SRC_SA1

llustracion 54. 12x 3,5 pulgadas

llustracién 55. 8 x 3,5 pulgadas
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APERC_CTRL SRC_SA1
PCle_1

llustracion 56. 12 x 3,5 pulgadas con unidades de disco duro posteriores

SL7

CTRL_DST_PA1 SIG_PWR 2
GPU_PWR |=o

llustracion 57. 24 unidades de disco duro SAS/SATA de 2,5 pulgadas
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llustracién 58. 12 x 3,5 pulgadas con NVMe

llustracién 59. 24 x 2,5 pulgadas con NVMe
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llustracion 60. 16 x 2,5 pulgadas

llustracion 61. 8 x 2,5 pulgadas con NVMe
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llustracion 62. 8 x 2,5 pulgadas con NVMe

llustracion 63. 8 x 2,5 pulgadas con NVMe
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CTRL_SRC_PA1 I_
CTRL_SRC_PB1 GPU_PWR =0

-

CTRL _SRC_PA1 i
CTRL_SRC_PB1
%

BOSS_CARD
SIG_PWR 2

GER

llustracion 64. 16 x 2,5 pulgadas con NVMe y GPU

CTRL_SRC_PA1
CTRL_SRC_PB1 GPU_PWR =0

CTRL_DST_PA1

GER

llustracion 65. 8 x 2,5 pulgadas con NVMe y GPU

Compartimiento de unidad posterior

Extraccion del médulo de 4 unidades posteriores de 2,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite todas las unidades.
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NOTA: Si el médulo de BOSS S2 esté instalado, asegurese de desconectar el cable de alimentacién de BOSS S2 vy el cable de
sefial antes de quitar el mddulo de la unidad posterior de 4 x 2,5 pulgadas.

NG

llustraciéon 66. Extraccion del cable de sefial y el cable de alimentacién de BOSS S2
5. Desconecte los cables del mddulo de unidades posterior.

@l NOTA: Consulte el tema de enrutamiento de cables para obtener mas informacion.

Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.© 2, afloje los tornillos cautivos que aseguran el médulo de unidad posterior al sistema.
2. Levante el mddulo de unidades posterior para quitarlo del sistema.

llustracioén 67. Extraccion del médulo de 4 unidades posteriores de 2,5 pulgadas
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Siguientes pasos

1. Reemplace el médulo de 4 unidades posteriores de 2,5 pulgadas.

Instalacion del médulo de unidades posterior de 4 x 2,5 pulgadas

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
3. Quite los soportes verticales para tarjetas de expansion, si estan instalados.

Pasos

1. Alinee el médulo de unidades posterior con la guia de la tarjeta madre y bjelo.
2. Con un destornillador Phillips n.2 2, ajuste los tornillos prisioneros que fijan el mddulo de unidades posterior al sistema.

llustracion 68. Instalacion del médulo de unidades posterior de 4 x 2,5 pulgadas

Siguientes pasos

1. Conecte todos los cables al médulo de unidades posterior.
2. |Instale las unidades.
3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.

Extraccion de la canastilla para unidades posterior

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite todas las unidades.

4. Desconecte todos los cables de la canastilla para unidades posterior.
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B. Quite el soporte vertical para tarjetas de expansion, si esta instalado.

Pasos

1. Afloje los tornillos cautivos que fijan la canastilla para unidades posterior al sistema.

2. Empuije la lengleta del orificio gufa para soltar la canastilla para unidades posterior del sistema y levante la canastilla para quitarla del
sistema.

(7}

llustracién 69. Extraccion de la canastilla para unidades posterior

Siguientes pasos

1. Reemplace la canastilla para unidades posterior.

Instalacion de la canastilla para unidades posterior

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Pasos

1. Alinee la guia y la ranura del médulo de unidad posterior con la ranura y la guia del sistema.
2. Inserte el médulo de unidad posterior en la parte superior del soporte vertical 2a.
3. Ajuste los tornillos cautivos para fijar la canastilla para unidades posterior al sistema.
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llustracion 70. Instalacion de la canastilla para unidades posterior

Siguientes pasos

Reemplace el soporte vertical para tarjetas de expansion, si es necesario.

Conecte todos los cables a la canastilla para unidades posterior.

Instale todas las unidades.

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Modulo de PERC frontal

Ao e

Extraccion del médulo de PERC frontal de montaje frontal

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Quite la cubierta del backplane.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esta instalada.

Desconecte todos los cables y observe el enrutamiento de los cables.

S P NESESIES

Pasos

1. Mediante un destornillador Phillips n.© 2, afloje los tornillos cautivos del médulo de PERC frontal.
2. Deslice y tire del médulo de PERC frontal para desengancharlo del conector en el backplane de la unidad.
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llustracion 71. Extraccion del médulo de PERC frontal de montaje frontal

Siguientes pasos

1. Reemplace el mddulo de PERC frontal de montaje frontal.

Instalacion del médulo de PERC frontal de montaje frontal

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite la cubierta del backplane.

4. Quite la cubierta para flujo de aire, si esté instalada.

B. Cologue el cable correctamente para evitar que quede pinzado o doblado.

Pasos

1. Alinee el médulo de PERC frontal formando un angulo hasta que la bandeja toque la ranura del sistema.

2. Deslice y presione el conector del médulo de PERC frontal con el conector del backplane de la unidad hasta que quede firmemente
asentado.

3. Mediante un destornillador Phillips n.© 2, ajuste los tornillos cautivos en el médulo de PERC frontal.

®| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 72. Instalacion del médulo de PERC frontal de montaje frontal

Siguientes pasos

Vuelva a conectar todos los cables necesarios.

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.

Instale la cubierta del backplane de unidad.

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Ao e

Extraccion del médulo de PERC frontal de montaje posterior

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Quite la cubierta del backplane.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esta instalada.

Quite el backplane de la unidad.

Desconecte todos los cables y observe el enrutamiento de los cables.

SN NSRS

Pasos
1. Mediante un destornillador Phillips n.© 2, afloje los tornillos cautivos del médulo de PERC frontal.

NOTA: El soporte de montaje para el backplane de 24 x 2,5 pulgadas se encuentra a la derecha del backplane. La extraccién del
modulo PERC se realiza del lado derecho del backplane.

2. Deslice el médulo de PERC frontal para desengancharlo del conector en el backplane de la unidad.
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llustracion 73. Extraccion del médulo de PERC frontal de montaje posterior

Siguientes pasos

1. Reemplace el mddulo de PERC frontal de montaje posterior.

Instalacion del médulo de PERC frontal de montaje posterior

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite la cubierta del backplane.

4. Quite la cubierta para flujo de aire, si est4 instalada.

B. Quite el backplane de la unidad.

6. Cologue el cable correctamente para evitar que quede pinzado o doblado.

Pasos

1. Alinee los conectores y las ranuras guia del médulo de PERC frontal con los conectores y las ranuras guia del backplane de la unidad.

NOTA: El soporte de montaje para el backplane de 24 x 2,5 pulgadas se encuentra a la derecha del backplane. La instalacion del
moédulo PERC se realiza del lado derecho del backplane.

2. Deslice el mddulo de PERC frontal hasta que quede conectado al backplane de la unidad.
3. Mediante un destornillador Phillips n.© 2, ajuste los tornillos cautivos en el médulo de PERC frontal.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 74. Instalacion del médulo de PERC frontal de montaje posterior

Siguientes pasos

Instale el backplane para unidades.

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quitd.

Instale la cubierta del backplane para unidades.

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Ao e

Memoria del sistema

Reglas de la memoria del sistema

El sistema PowerEdge R7525 es compatible con médulos DIMM de carga reducida (LRDIMM) y médulos DIMM registrados (RDIMM)
DDRA4. La memoria del sistema contiene las instrucciones que inicia el procesador.

La memoria del sistema se organiza en ocho canales por procesador (dos z6calos de memoria por canal), 16 zécalos de memoria por
procesador y 32 zécalos de memoria por sistema.
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llustraciéon 75. Canales de la memoria

Los canales de memoria se organizan de la manera siguiente:

Tabla 12. Canales de la memoria

Procesador | Canal A Canal B Canal C Canal D Canal E Canal F Canal G Canal H
Procesador | Ranuras Ranuras AS | Ranuras A2 | Ranuras A1y | Ranuras A8y | Ranuras A7 | Ranuras A4 Ranuras A3
1 AByA12 |yAl y A10 A9 A16 y A15 y A14 y A13
Procesador | Ranuras Ranuras Ranuras B2 | Ranuras B1y | Ranuras B8y | Ranuras B7 | Ranuras B4 Ranuras B3
2 B6yB12 [B5yB11 y B10 B9 B16 y B15 y B14 y B13

Tabla 13. Matriz de memoria compatible

Tipo de DIMM Rango Capacidad Velocidad y voltaje | Velocidad de funcionamiento en
nominal de DIMM | procesador AMD EPYC™
1 DIMM por canal |2 DIMM por canal
(DPC) (DPC)
RDIMM 1R 8GB DDR4 (1,2 V), 3200 MT/s 2933 MT/s
3200 MT/s
2R 16 GB, 32 GB, 64 GB | DDR4 (1,2 V), 3200 MT/s 2933 MT/s
3200 MT/s
LRDIMM 4R 128 GB DDR4 (1,2 V), 3200 MT/s 2933 MT/s
3200 MT/s
8R 128 GB DDR4 (1,2 V), 2666 MT/s 2666 MT/s
2666 MT/s
8R 128 GB DDRA4 (1,2 V), 3200 MT/s 2933 MT/s
3200 MT/s
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@ NOTA: La memoria RDIMM anterior de capacidad de 32 GB con x4 de ancho de datos y densidad de DRAM de 8 Gb no se puede
combinar con la memoria RDIMM més reciente de capacidad de 32 GB con x8 de ancho de datos y densidad de DRAM de 16 Gben la
misma unidad de procesador AMD EPYC™,

@ NOTA: La memoria LRDIMM anterior de capacidad de 128 GB a una velocidad de 2666 MT/s no se puede combinar con la memoria
LRDIMM maés reciente de capacidad de 128 GB a una velocidad de 3200 MT/s.

Pautas generales para la instalacion de médulos de memoria

Para garantizar un rendimiento 6ptimo del sistema, siga las reglas generales a continuacion cuando configure la memoria del sistema.
Si las configuraciones de la memoria del sistema no siguen estas reglas, su sistema podria no iniciar, podria dejar de responder durante
la configuracion de memoria o podria funcionar con memoria reducida. En esta seccion, se proporciona informacion sobre las reglas de
ocupacion de memoria y sobre el acceso de memoria no uniforme (NUMA) para un sistema de procesador Unico o doble.

El bus de memoria puede funcionar a velocidades de 4800 MT/s, 3200 MT/s, 2933 MT/s 0 2666 MT/s, segun los siguientes factores:

e Perfil de sistema seleccionado (por ejemplo, rendimiento optimizado o personalizado [se puede ejecutar a alta velocidad o menor])
e \elocidad maxima compatible de los médulos DIMM de los procesadores
e \/elocidad maxima compatible de los médulos DIMM

®| NOTA: MT/s indica la velocidad del DIMM en megatransferencias por segundo.

El sistema es compatible con la configuracion de memoria flexible, lo que permite configurar y ejecutar el sistema en cualquier
configuracion de arquitectura de chipset vélida. A continuacion, se indican las pautas recomendadas para la instalacion de los médulos de
memoria:

Todos los DIMM deben ser DDR4 y superiores.
No se pueden combinar distintas capacidades de mddulos de memoria en un sistema.

Si se instalan mddulos de memoria con velocidades distintas, todos los mddulos funcionaran a la velocidad del médulo de memoria mas
lento instalado.

e (Ocupe los zocalos de médulos de memoria Unicamente si instala un procesador.
o Para sistemas de procesador Unico, estan disponibles los conectores Al a A16.
o Ensistemas de doble procesador, estan disponibles los conectores A1a A16 y B1a B16.

o En el Modo de optimizador, las controladoras de DRAM funcionan de manera independiente en el modo de 64 bits y brindan un
rendimiento de memoria optimizado.

Tabla 14. Reglas de ocupacion de memoria

Procesador Configuracion Ocupacion de la memoria Informacion de ocupacién
de la memoria
Procesador unico Orden de ocupacion A{1}, A{2}, A{3}, A{4}, A{B}, A{6}, Se permite una cantidad
del optimizador (canal A{7}, A{8}, A{9}, A{10}, A{11}, impar de DIMM por
independiente) A{12}, A{13}, A{14}, A{15}, A{16} procesador.
Procesador doble Orden de ocupacion A{1}, B{1}, A{2}, B{2}, A{3}, B{3}, Se permite una cantidad
(comenzando con el del optimizador (canal A{4}, B{4}, A{5}, B{5}, A(6}, B{6}, |impar de mddulos DIMM por
procesador 1, la ocupacion independiente) A{7}, B{7} A{8}, B{8} procesador. Los DIMM se
de los procesadores 1y 2 deben ocupar de manera
debe coincidir) idéntica por procesador.

Primero, ocupe todos los zocalos con lengletas de seguridad blancas y, a continuacion, los que tienen lenglietas negras.

En una configuracion con doble procesador, la configuracion de la memoria para cada procesador debe ser idéntica. Por ejemplo, si
utiliza el conector A1 para el procesador 1, utilice el conector B1 para el procesador 2, y asi sucesivamente.

e | a configuracion de memoria desequilibrada o impar provoca una pérdida de rendimiento y es posible que el sistema no identifique los
maodulos de memoria que se instalan, por lo que siempre se deben ocupar los canales de memoria idénticamente, con DIMM idénticos,
para obtener el mejor rendimiento posible.

e La configuracion minima recomendada es ocupar cuatro médulos de memoria idénticos por procesador. AMD recomienda limitar los
procesadores de ese sistema a 32 nucleos 0 menos.

e (Ocupe ocho médulos de memoria idénticos por procesador (un médulo DIMM por canal) al mismo tiempo para maximizar el
rendimiento.

@ NOTA: Mddulos de memoria idénticos se refiere a DIMM con capacidad y especificacion eléctrica idénticas que pueden ser de
diferentes proveedores.
Intercalado de memoria con acceso de memoria no uniforme (NUMA)
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El acceso de memoria no uniforme (NUMA) es un disefio de memoria que se utiliza en el multiprocesamiento, donde el tiempo de acceso
a la memoria depende de la ubicacion de la memoria en relaciéon con el procesador. En NUMA, un procesador puede acceder a su propia
memoria local con mayor rapidez que la memoria no local.

Los nodos de NUMA por conector (NPS) son una nueva funcién agregada que le permite configurar los dominios de NUMA de memoria
por conector. La configuracion puede consistir de un dominio completo (NPS1), dos dominios (NPS2) o cuatro dominios (NPS4). En el
caso de una plataforma de dos conectores, hay un perfil de NPS adicional disponible para que toda la memoria del sistema se asigne como
un solo dominio de NUMA (NPSO0). Para obtener més informacion sobre el intercalado de memoria para NPSx, consulte la seccion de
reglas de ocupacion de intercalado de memoria en este tema.

Implementacion del BIOS para NPSx

e El menu de configuracién del BIOS presenta las opciones de NPSx correspondientes segun el nimero de modelo subyacente. Un
cambio en el NPSx actual se comunica con el firmware previo al BIOS para que surta efecto en el proximo arranque. La configuracion
predeterminada de NPS es 1.

e Durante el arranque, si la opcidon de NPSx seleccionada no esta permitida para el nimero de modelo (por ejemplo, si el nimero de
modelo del procesador cambia entre reinicios), el sistema se detendra al final de la POST con el mensaje UEFI0388 que se muestra. En
el proximo reinicio, el sistema regresaré a la configuracion predeterminada de NPS1.

e Durante el arranque, si el intercalado recomendado para el NPSx actual no es posible debido a la configuracion de la memoria (por
ejemplo, la ocupacion de memoria es inconsistente con el intercalado recomendado), el BIOS muestra un mensaje de advertencia
UEFI0391.

@ NOTA: El sistema funciona cuando se muestra el mensaje UEFIO391. Sin embargo, es posible que el sistema no esté configurado
para obtener un rendimiento éptimo.
Optimizacion del sistema de NPS

La configuracion optima del sistema depende del modelo del procesador, la configuracion de memoria y la configuracion de NPS. Haga
coincidir la configuracion de memoria con la configuracion de NPS disponible para el procesador.

Tabla 15. Modos compatibles de NPS por procesadores

Ndmero de modelo Modos de NPS compatibles
7773X 4,2,1,0
7573X 4,2,1,0
75F3 4,2,1,0
7713P 4,2,1
7663 4,2,1,0
7513 4,2,1,0
7543P 4,2,1
7453 4,2,1,0
74F3 4,2,1,0
7443 4,2,1,0
7443P 4,2,1
73F3 4,2,1,0
7343 4,2,1,0
7313P 4,2,1
7643 4,2,1,0
72F3 4,2,1,0
7742 4,2,1,0
7702 4,2,1,0
7662 4,2,1,0
7642 4,2,1,0
7552 2,1,0
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Tabla 15. Modos compatibles de NPS por procesadores (continuacion)

Namero de modelo

Modos de NPS compatibles

7542 4,2,1,0

7532 4,2,1,0

7502 4,2,1,0

7452 4,2,1,0

7402 4,2,1,0

7352 4,2,1,0

7302 4,2,1,0

7282 1,0

7272 1,0

7262 4,2,1,0

7252 1,0

7F72 2,1,0

7F52 4,2,1,0

7F32 4,2,1,0

7H12 4,2,1,0

7713 4,2,1,0

7543 4,2,1,0

7763 4,2,1,0

7413 4,2,1,0
Tabla 16. Configuracion 6ptima de NPS

Namero de NPS

DIMM por

procesador 0 1 2 4
1 - - - X
2 - - - X
3 - - - X
4 - X - -
5 - - - X
6 - - - X
7 - - - X
8 X X - -
9 - - - X
10 - - - X
" - - - X
12 - - X -
13 - - _ X
14 - - - X
15 - - - X
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Tabla 16. Configuracion éptima de NPS (continuacion)

Namero de NPS

DIMM por

procesador o 1 2 1

16 X X - -

e | a configuracién recomendada de NPS se marca con X que indican un rendimiento 6ptimo.

e NPSO solo esta disponible para sistemas de doble procesador y es la configuracidon recomendada.

e La configuracion de NPS de relleno es funcional. Sin embargo, indica un rendimiento no éptimo.

e | aconfiguracion de NPS predeterminada del BIOS es 1.

e Es posible que aparezca un mensaje de UEFIO0391 durante el arranque si los médulos DIMM estan configurados en los espacios en

blanco de la tabla.

e Sjel procesador no es compatible con la configuracion de NPS deseada para una determinada cantidad de médulos DIMM, utilice la

configuracion predeterminada (NPS1) y se mostrara el mensaje UEFIO391.
Reglas de ocupacion de intercalado de memoria

e NPS4: intercalado de dos canales
o Estointercala los canales [Ay B], [Cy D], etc.
o Cada canal dentro del par requiere, al menos, un médulo de memoria igual ocupado.
o Funciona con tres médulos de memoria por par de canal. El médulo no simétrico se apila en la parte superior (configuraciones
impares).
o Cualquier canal de memoria donde uno de los dos canales no esté ocupado no se intercala.
o No hay ninguna alternativa, ya que todas las configuraciones se pueden asignar a este modo.
e NPS2: intercalado de cuatro canales
o Estointercala los cuatro canales en la mitad izquierda o derecha de un procesador, que son canales [A, B, C, D]y [E, F, G, H].
o Los cuatro canales requieren los mismos médulos de memoria ocupados.
o Cada mitad o conjunto de intercalado puede tener una capacidad de memoria total diferente con respecto al otro.
e NPS1: intercalado de ocho canales
o Esto intercala todos los canales en un procesador [A, B, C, D, E, F, G, H].
o Todos los canales en un procesador requieren los mismos médulos de memoria ocupados.
o El sistema de un solo procesador crea un solo nodo de NUMA para el sistema.
@ NOTA: Se permite una excepcion cuando el sistema tiene 4 canales ocupados [C, D, G, H] con la misma memoria, lo que
permite que el sistema ingrese en el modo de NPS1, aunque los 8 canales no estén ocupados.
e NPSQ: intercalado de dieciséis canales (procesador doble)
o Estointercala los 16 canales en un sistema de doble procesador.
o Todos los canales en un sistema requieren los mismos moédulos de memoria ocupados.
o Los sistemas de doble procesador crean un solo nodo de NUMA para el sistema.

Extraccion de un modulo de memoria

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite la cubierta para flujo de aire, si est4 instalada.

A AVISO: Los mdédulos de memoria permanecen calientes al tacto durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que los
moédulos de memoria se enfrien antes de manejarlos. Sujete los médulos de memoria por los bordes de la tarjeta y evite

tocar sus componentes o los contactos metalicos en el médulo de memoria.

Pasos

1. Localice el conector del médulo de memoria apropiado.

2. Para liberar el mdédulo de memoria de relleno del conector, presione de manera simultanea los expulsores de ambos extremos del
conector del médulo de memoria.

PRECAUCION: Manipule cada médulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurandose de no tocar

el centro del médulo de memoria o los contactos metalicos.
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3. Levantey extraiga el médulo de del sistema.

llustracion 76. Extraccion de un médulo de memoria

Siguientes pasos

1. Reemplace el médulo de memoria.

Instalacion de un moédulo de memoria

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. Quite la cubierta para flujo de aire, si esta instalada.

A AVISO: Los médulos de memoria permanecen calientes durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que los médulos
de memoria se enfrien antes de manejarlos. Sujete los médulos de memoria por los bordes de la tarjeta y evite tocar sus
componentes o los contactos metalicos en el médulo de memoria.

Pasos
1. Localice el conector del médulo de memoria apropiado.

PRECAUCION: Manipule cada médulo de memoria solamente por los bordes de la tarjeta, asegurandose de no tocar
el centro del médulo de memoria o los contactos metalicos.

2. Sihay un médulo de memoria instalado en el conector, quitelo.

3. Alinee el conector de borde del mddulo de memoria con la guia de alineacion del socket del médulo de memoria e introduzca el médulo
de memoria en el socket.

@ NOTA: Asegurese de que los eyectores de los conectores de memoria estén completamente abiertos.

@ NOTA: El conector del médulo de memoria dispone de una guia de alineacién que le permite instalar el médulo de memoria en el
conector en una Unica direccion.

PRECAUCION: No aplique presion en el centro del médulo de memoria, aplique presion en ambos extremos del
moédulo de memoria de manera uniforme.

PRECAUCION: Para evitar dafiar el médulo de memoria o el conector del médulo de memoria durante la instalacién,
no doble o flexione el médulo de memoria e introduzca ambos extremos del médulo de memoria a la vez.
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Presione el médulo de memoria con los pulgares hasta que los eyectores encajen firmemente en su lugar. Cuando el médulo de
memoria esté bien encajado en el conector, las palancas del conector del médulo de memoria deben estar alineadas con las palancas de
los otros conectores que tienen instalados médulos de memoria.

llustracion 77. Instalacion de un médulo de memoria

Siguientes pasos

P

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.
Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Para verificar si el modulo ha sido instalado correctamente, presiona F2 y navegue a System Setup Main Menu (Menu principal
de configuracion del sistema) > System BIOS (BIOS del sistema) > Memory Settings (Configuracion de memoria). En la
pantalla Memory Settings (configuracion de memoria), el tamafio de la memoria del sistema debe reflejar la capacidad actualizada
de la memoria instalada.

Si el valor System Memory Size (Tamario de la memoria del sistema) es incorrecto, es posible que la instalacion de uno o varios
maodulos de memoria no se haya realizado correctamente. Compruebe que los médulos de memoria estan encajados correctamente en
los zécalos.

Ejecute la prueba de memoria del sistema incluida en los diagndsticos del sistema.

rocesador y disipador de calor

Extraccion de un disipador de calor

Requisitos previos

1.
2,
3.

A
®

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

Quite la cubierta para flujo de aire, si esté instalada.

AVISO: El disipador de calor y el procesador permanecen muy calientes durante un tiempo tras apagar el sistema. Antes
de manejarlos, deje que el disipador de calor y el procesador se enfrien.

|NOTA: Los procedimientos para desinstalar el disipador de calor estandar y de tipo L son similares.

Instalacion y extraccion de componentes del sistema 79



Pasos

1. Mediante un destornillador Torx n.© T20, afloje los tornillos cautivos en el orden que se menciona en el disipador de calor:
a. Afloje parcialmente los tornillos cautivos 1y 2 (aproximadamente 3 vueltas).
b. Afloje parcialmente los tornillos cautivos 3 y 4 (aproximadamente 3 vueltas).
c. Afloje los tornillos cautivos 1y 2 por completo.
d. Afloje los tornillos cautivos 3 y 4 por completo.

@l NOTA: Los nimeros de los tornillos cautivos estan marcados en el disipador de calor.

2. Levante el disipador de calor para quitarlo del sistema.

¢ €

= J

llustracion 78. Extraccion de un disipador de calor

Siguientes pasos

1. Siva a desinstalar un disipador de calor fallido, reemplace el disipador de calor. De lo contrario, quite el procesador.

Extraccion del disipador de calor del enfriamiento con liquido

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite la cubierta para flujo de aire, si esta instalada.

A

AVISO: El procesador y los médulos disipadores de calor de enfriamiento con liquido permanecen muy calientes durante
un tiempo tras apagar el sistema. Antes de manejarlos, deje que el disipador de calor y el procesador se enfrien.

Pasos

1. Con un destornillador Phillips n.2 1, afloje el tornillo cautivo del soporte para anillos de enfriamiento con liquido.
2. Levante el soporte para anillos de enfriamiento con liquido para aflojar los tubos de enfriamiento con liquido.
3. Desconecte el cable de deteccion de enfriamiento con liquido del conector de la tarjeta Rio.

@l NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

4. Extraiga el terminal de los tubos de enfriamiento con liquido de la salida posterior del panel de la funcion de 1/0.
B. Levante ligeramente los tubos de enfriamiento con liquido alrededor de las ranuras de DIMM.
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6. Mediante un destornillador Torx n.© T20, afloje los tornillos cautivos en el orden que se menciona en los médulos del disipador de calor
de enfriamiento con liquido:
a. Afloje parcialmente los tornillos cautivos 1y 2 (aproximadamente 3 vueltas).
b. Afloje parcialmente los tornillos cautivos 3 y 4 (aproximadamente 3 vueltas).
c. Afloje los tornillos cautivos 1y 2 por completo.
d. Afloje los tornillos cautivos 3y 4 por completo.

@l NOTA: Los nimeros de los tornillos cautivos estan marcados en los médulos disipadores de calor de enfriamiento con liquido.

7. Levante el disipador de calor para quitarlo del sistema.

llustracioén 79. Extraccion del disipador de calor del enfriamiento con liquido

Siguientes pasos

1. Siva a desinstalar un disipador de calor fallido, reemplace los médulos del disipador de calor de enfriamiento con liquido. De lo contrario,
quite el procesador.

Extraccion del procesador

Requisitos previos
A AVISO: El disipador de calor puede estar caliente durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que el disipador de calor
se enfrie antes de extraerlo.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite el disipador de calor.
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PRECAUCION: Es probable que encuentre el error de pérdida de la bateria de CMOS o de suma de comprobacién de
CMOS la primera vez que enciende el sistema después de reemplazar el procesador o la tarjeta madre del sistema. Para
solucionar esto, vaya a la opcién de configuracién para configurar los ajustes del sistema.

Pasos
1. Afloje los tornillos con un destornillador Torx n.© T20 para soltar la placa de fuerza. La secuencia para aflojar los tornillos es 3, 2 y 1.

@l NOTA: Los nimeros de los tornillos estan marcados en la placa de fuerza.

[OPEN 3->2->1]

llustracion 80. Extraccion de los tornillos de la placa de fuerza

2. Levante los pestillos azules para soltar la trama del riel del conector del procesador.
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llustracion 81. Como levantar el cuadro del riel

3. Sosteniendo la lengleta azul de la bandeja del procesador, deslice la bandeja para sacarla del cuadro del riel.

llustracién 82. Extraccion de la bandeja del procesador

Siguientes pasos

1. Reemplace el procesador.
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Instalacion del procesador

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Quite el disipador de calor.

Pasos

1. Sostenga la lengUeta azul de la bandeja del procesador y deslice la bandeja dentro de la trama del riel del conector del procesador,
hasta que quede firmemente asentada.

llustracién 83. Colocacion de la bandeja del procesador en el cuadro del riel

2. Empuije el cuadro del riel hasta que los pestillos calcen en su lugar.
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llustracion 84. Cierre del cuadro del riel

3. Fije la placa de fuerza a la base del conector del procesador ajustando los tornillos en la secuencia 1, 2 y 3. Cuando los tres tornillos
estén completamente ajustados, el conector se activa. Los tres tornillos se ajustan hasta un valor de torque de 12,0 + 1,2 Ibf-in.

@l NOTA: Los nimeros de los tornillos estan marcados en la placa de fuerza.

®

NOTA: Presione la placa de fuerza mientras ajusta los tornillos para evitar que la cubierta del procesador se incline y salga del
conector del procesador.

[CLOSE 1 ->2->3]

llustracién 85. Fijacion de la placa de fuerza
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Siguientes pasos

1. Instale el disipador de calor.
2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Instalacion del disipador de calor

Requisitos previos

Nunca desinstale el disipador de calor de un procesador a menos que desee reemplazar el procesador o la tarjeta madre del sistema. El
disipador de calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. Quite la cubierta para flujo de aire, si esta instalada.

4. Siesta instalada, extraiga la cubierta antipolvo del procesador.

@l NOTA: Los procedimientos para instalar el disipador de calor estandar y el de tipo L son similares.

Pasos

1. Siest4 utilizando un disipador de calor existente, quite la grasa térmica del disipador de calor utilizando un pafio limpio que no deje
pelusa.

NOTA: Para un disipador de calor nuevo, la pasta térmica se aplica previamente al disipador de calor. Quite la cubierta protectora
e instale el disipador de calor.

2. Utilice la jeringa de pasta térmica proporcionada con el kit del procesador para aplicar la pasta en una fina espiral en la parte superior
del procesador.

llustracion 86. Aplicacion de la grasa térmica

A PRECAUCION: Si se aplica demasiada pasta térmica, puede que la pasta que sobra entre en contacto con el conector
del procesador y lo contamine.

@ NOTA: La jeringa de pasta térmica esté disefiada para un solo uso. Deseche la jeringa después de utilizarla.

3. Alinee los tornillos del disipador de calor con los tornillos del separador en la tarjeta madre del sistema.

@ NOTA: La extrusion A1 del disipador de calor de tipo L debe ir hacia el lado del sistema.
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4. Mediante un destornillador Torx n.© T20, ajuste los tornillos cautivos en el orden que se menciona a continuacion:

NOTA: Los numeros de los tornillos cautivos estan marcados en el disipador de calor y se ajustan a un valor de torque de
12,0 + 1,2 Ibf-in.

Ajuste parcialmente los tornillos cautivos 1y 2 (aproximadamente 3 vueltas).
Ajuste parcialmente los tornillos cautivos 3 y 4 (aproximadamente 3 vueltas).
Ajuste los tornillos cautivos 1y 2 por completo.
Ajuste los tornillos cautivos 3y 4 por completo.

Q0o o

llustracion 87. Instalacion del disipador de calor

Siguientes pasos

1. Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.
2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Instalacion del disipador de calor de enfriamiento con liquido

Requisitos previos

Nunca desinstale el disipador de calor de un procesador a menos que desee reemplazar el procesador o la tarjeta madre del sistema. El
disipador de calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. Quite la cubierta para flujo de aire, si est4 instalada.

4. Siesta instalada, extraiga la cubierta antipolvo del procesador.

5. En el caso de disipadores de calor nuevos, consulte los pasos 1y 2 de instalacion del disipador de calor para aplicar la pasta térmica.
Pasos

1. Alinee los tornillos del disipador de calor de enfriamiento con liquido con los tornillos separadores en la tarjeta madre. Aseglrese de que
los tubos de enfriamiento con liquido y el cable de deteccion de liquidos estén colocados hacia la parte posterior del chasis. Mediante
un destornillador Torx n.© T20, ajuste los tornillos cautivos en el orden que se menciona a continuacion:

NOTA: Los numeros de los tornillos cautivos estan marcados en el disipador de calor y se ajustan a un valor de torque de
12,0 1,2 Ibf-in.

a. Ajuste parcialmente los tornillos cautivos 1y 2 (aproximadamente 3 vueltas).

Instalacion y extraccion de componentes del sistema 87



b. Ajuste parcialmente los tornillos cautivos 3 y 4 (aproximadamente 3 vueltas).

¢. Ajuste los tomillos cautivos 1y 2 por completo.

d. Ajuste los tornillos cautivos 3y 4 por completo.

Asegurese de que los tubos de enfriamiento con liquidos que conducen hacia la parte frontal del chasis estén colocados entre las

ranuras de DIMM y los conectores J_SL, Y los tubos que van hacia la parte posterior del chasis estén colocados entre las ranuras
DIMM y los componentes de retransmision.

®

NOTA: El cable de deteccién de liquidos se debe colocar debajo de los tubos de enfriamiento para garantizar que no interfiera con
los soportes verticales de PCle.

Cologue los tubos de enfriamiento con liquido a través del punto de salida posterior, junto al panel de la funcién de I/0. Asegurese de
que el enrutamiento siga las etiquetas numeradas del soporte del tubo y del anillo de enfriamiento con liquido (1, 2).

Conecte el cable de deteccion de enfriamiento con liquido al conector en la tarjeta RIO.
Inserte los anillos de goma de los tubos en del soporte de goma.
Con un destornillador Phillips n.2 1, ajuste el tornillo cautivo del soporte para anillo de enfriamiento con liquido para fijarlo en su lugar.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 88. Instalacion del disipador de calor de enfriamiento con liquido

Siguientes pasos

1.
2.

88

Instale la cubierta para flujo de aire, si se quito.
Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
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Tarjetas elevadoras de tarjeta de expansion y tarjetas de

expansion

@ NOTA: Una entrada de evento del sistema se registra en iDRAC Lifecycle Controller si hay una tarjeta elevadora de tarjeta de
expansion no compatible o faltante. Esto no impide que el sistema se encienda. Sin embargo, si ocurre una pausa de F1/F2 con
un mensaje de error, consulte la seccién Solucién de problemas de tarjetas de expansién en la Guia de solucién de problemas de
servidores Dell PowerEdge, disponible en .

Directrices para la instalacion de tarjetas de expansion

La siguiente tabla describe las tarjetas de expansion compatibles:

Tabla 17. Configuraciones de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion

Tarjeta elevadora Ranuras PCle Conexion del Altura Longitud Anchura
para tarjetas de procesador dela
expansion ranura
x8
Ranura 1
x16
Tarjeta elevadora 1 Procesador 1 Altura completa Longitud media (HL)
(FH) 8
Ranura 2
x16
Ranura 3 Procesador 1
Tarjeta elevadora 2 Perfil bajo (LP) Longitud media (HL) x16
Ranura 6 Procesador 2
Ranura 4 x8
Tarjeta elevadora 3 Procesador 2 Altura Eampleta Longitud media (HL)
Ranura 5 (FH) x16
x8
Ranura 7 x16
Tarjeta elevadora 4 Procesador 2 Altura completa Longitud media (HL)
(FH) 8
Ranura 8 x16
Tabla 18. Configuraciones de tarjeta elevadora PCle
N.° de Configura | N.2 de Tipo de Almacenamie | x8 CPU 1 x16 CPU 1 x8 CPU 2 x16 CPU 2
config. cién de CPU PERC nto posterior
RSR compatibl | posible
e
0 SIN RSR 2 Ninguno No 0 0 0 0
1 R1B 1 PERC No 2 0 0 0
frontal
2 RIB+R4B |2 Adaptador | No 2 0 2 0
de PERC/
PERC
frontal
3-1 RI1A + R2A |2 Adaptador | No 0 2 0 3
+ R3A + de PERC/
R4A (FL) PERC
frontal
3-2 R1A + R2A |2 Adaptador | No 0 2 0 3
+ R3A + de PERC/
R4A (HL)
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Tabla 18. Configuraciones de tarjeta elevadora PCle (continuacion)

N.° de Configura | N.° de Tipo de Almacenamie | x8 CPU 1 x16 CPU 1 x8 CPU 2 x16 CPU 2
config. cién de CPU PERC nto posterior
RSR compatibl | posible
e
PERC
frontal
4 RIB+R2A |2 Adaptador | No 2 1 4 1
+ R3B + de PERC/
R4B PERC
frontal
6 R1IC + R2A |2 Adaptador | No 0 3 0 4
+ R3A + PERC
RAC
7 RID +R2A |2 Ninguno No 0 1 2 1
+ R3B +
R4D
8-1 R1IA+R2A |2 Adaptador | Si 0 2 0 2
+ R4A (FL) PERC
8-2 RI1IA + R2A |2 Adaptador | Si 0 2 0 2
+ R4A PERC
(HL)
9 R1B+R2A |2 Adaptador | Si 2 1 2 1
+ R4B PERC
10 R2A +R4B | 2 Adaptador | Si 0 1 2 1
PERC
M RID +R2A |2 Ninguno No 0 1 4 1
+ R3B +
R4B
121 RID +R2A |2 Ninguno No 0 1 0 3
+ R3A +
RA4A (FL)
12-2 RID + R2A |2 Ninguno No 0 1 0 3
+ R3A +
R4A (HL)
13-1 RI1IA + R2A |2 Adaptador | No 0 2 0 2
+ R3A (FL) de PERC/
PERC
frontal
13-2 R1A + R2A |2 Adaptador | No 0 2 0 2
+ R3A de PERC/
(HL) PERC
frontal
14 RIB+R2A |2 Adaptador | No 2 1 2 1
+ R3B de PERC/
PERC
frontal
15 R1D + R4D |1 Ninguno No 0 0 0 0

®| NOTA: Las ranuras de la tarjeta de expansion no son intercambiables en caliente.
La siguiente tabla proporciona las pautas de instalacion de las tarjetas de expansion para asegurar un enfriamiento adecuado y un buen

encaje mecénico. Las tarjetas de expansion con la prioridad més alta se deben instalar primero utilizando la prioridad de ranura indicada. Las
demas tarjetas de expansion se deben instalar en orden de prioridad de tarjeta y de ranura.
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Tabla 19. Configuracion O: sin tarjeta elevadora

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

1

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

1

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

1

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P,S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P,528

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Inventec (BOSS-S2) ADPT, 15G

Ranura interna

Inventec (BOSS-S2) V2, 156G

Ranura interna

Tabla 20. Configuracién 1: R1B

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC

Ranura interna

1

Inventec (PERC frontal) H745 V3

Ranura interna

1

Inventec (PERC frontal) H745 V2

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345

Ranura interna
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Tabla 20. Configuracién 1: R1B (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2

Ranura interna

1

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

1.2

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

1,

N

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP

1,

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Qlogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, 528, F1

Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA: FC16) FH, SP, 2690, V2

QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) FH, DP, 2692, V2

QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP

Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57416, FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57412, FH

NINININININININININININININININININDININININININININININ NN NN DN

NINININININININININININININININININININININDININININININININININD NN NN
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Tabla 20. Configuracién 1: R1B (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT 1,2 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 1,2 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT 1,2 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 1,2 2
Intel (NIC: 1Gb) QP, V3 1,2 2
Intel (NIC: 1Gb) QP, F1 1,2 2
Broadcom (NIC: 1 Gb) QP, V2 1,2 2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P,S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P,S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |1, 2 2
V2

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |1, 2 2
V3

FOXCONN (adaptador externo) H840 1,2 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e |1, 2 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS- | 1, 2 2
HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 1,2 2
SAS-HBA V2 FH
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Tabla 20. Configuracién 1: R1B (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 1,2 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 156G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 1,2 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 1,2 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 1,2 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 1,2 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 1,2 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 1,2 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 1,2 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 1,2 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 1,2 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 1,2 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 1,2 2
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 1,2 2
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 1,2 2
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 1,2 2

Tabla 21. Configuracion 2: R1B+ R4B

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Inventec (serie) ASSY, CRD, SER, FH, SVR,
15G

8

1

FOXCONN (PERC frontal) H755N

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V3

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V2

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna
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Tabla 21. Configuracién 2: R1B+ R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) HBA345

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2

Ranura interna

FOXCONN (adaptador PERC) H755

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA3bL5i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

NININININININ N INIDNDN

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

@

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, 528

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1

Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002

NN NN NN NN NN NN N
AN BN BN BN BN BN BENE N BEN BENE BN BENE BN BN BN BENE BV BV RN BN BN BN

N| N N AN N N AN N AN AN AN N AN AN AN AN AN AN NN AN D
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Tabla 21. Configuracién 2: R1B+ R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1

12,7

QLogic (HBA: FC16) FH, SP, 2690, V2

12,7

QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, 528, F1

1,2,7

QLogic (HBA: FC16) FH, DP, 2692, V2

1,

QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1

1,

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP

Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57416, FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) DP, 57412, FH

QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Intel (NIC: 1Gb) QP, V3

Intel (NIC: 1Gb) QP, F1

1,

Broadcom (NIC: 1Gb) QP, V2

DI NN NN NN NN NN
AV BEN BN BN BN BN BV BN BN BENE BN BENE BN BN BN BENT BN BN

1,

N| N XN N AN N AN N AN AN AN AN AN AN N AN AN AN N N N

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

96 Instalacion y extraccion de componentes del sistema




Tabla 21. Configuracién 2: R1B+ R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

1

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |1,2,7 2
V2

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, 1,2, 7 2
V3

FOXCONN (adaptador externo) H840 1,2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e |1,2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS- |1, 2, 7 2
HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 12,7 2
SAS-HBA V2 FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 1,2,7 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2,15 G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 1,2,7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 1,2,7,8 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 1,2,7,8 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 1,2,7,8 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 1,2,7,8 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 1,2,7,8 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 1,2,7,8 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 1,2,7,8 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 1,2,7,8 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 1,2,7,8 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 1,2,7,8 4
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 1,2,7,8 4
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 1,2,7,8 4
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 1,2,7,8 4
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Tabla 22. Configuraciéon 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb 70W, L

3,6

NVIDIA (GPU) A2 16 Gb, LP, V2

3,6

NVIDIA (GPU) M10, 32 Gb, 225 W

N
ol

NVIDIA (GPU) A100, 40 Gb, 250 W

NVIDIA (GPU) A10, 24 Gb, 150 W

NVIDIA (GPU) A10, 24 Gb, V2

NVIDIA (GPU) A30, 24 Gb, 165 W

NVIDIA (GPU) A30, 24 Gb, V2

NVIDIA (GPU) A40, 48 Gb, 300 W

NVIDIA (GPU) A40, 48 Gb, V2

NVIDIA (GPU) V100, 16 Gb, 250 W

NVIDIA (GPU) V100S, 32 Gb, 250 W, PCle

AMD (GPU) MIN00, 32 Gb, 300 W

AMD (GPU) MI210, 64 Gb, 300 W

NVIDIA (GPU) RTX6000, 24 Gb

NVIDIA (GPU) RTX8000 40 Gb

NVIDIA (GPU) RTX5000, 16 Gb

NVIDIA (GPU) A16, 64 Gb, 250 W

NVIDIA (GPU) A16, 64 Gb, V2

NVIDIA (GPU) A100, 80 Gb, 300 W

NVIDIA (GPU) A100, 80 Gb, V2

Xilinx (aceleradores: FPGA) XLNX, 225 W,
PSV, FH

NI NN NN NN
glojogjaglaglajalfoaloajaloalo| ool oo ol o o)
SV BN BEN BENE BEN RN BN BENE BN BN BN BN RN BRI BEN BEN BENE BENT BN BN

N N N AN N AN AN AN N AN AN AN AN AN AN N AN AN NN

FOXCONN (PERC frontal) H755N

Ranura interna

N

FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V3

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V2

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2

Ranura interna

FOXCONN (adaptador PERC) H755

3
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Tabla 22. Configuraciéon 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

1

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

1

Inventec (adaptador PERC) H745

1

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA3bL5i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

N

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

N

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

N

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) DP, QSF

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) SFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, 528

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, $28, F1

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1

Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1

olololoalaloalololalalalololoalalalaloloalalaloaloloalalalalolo|loalalalololo|lolw
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Tabla 22. Configuraciéon 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002

3,6

Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1

3,6

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2

o
o)}

Qlogic (HBA: FC16) 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, 528, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1Gb) PCle, LP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, LP, F1

Broadcom (NIC: 1Gb) LP, V2

Mellanox (NIC: HDR100) PCle, CX6, SP, L,
ML

o|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|jlo|lo|lo|lo|lo|o| o

NINNININININININININININININININDINDINN N INDN

Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56

3,6

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4 P, 528

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4 P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2 P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2 P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2 P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, 528

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna
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Tabla 22. Configuraciéon 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

1

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT

Ranura interna

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V3

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e | 3, 6 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS- | 3, 6 2
HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA V2 FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Th, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 T, 3,6 2
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6 2
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6 2
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Tabla 22. Configuraciéon 3-1: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud completa) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X

3,6

2

Tabla 23. Configuracion 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Inventec (serial) SVR, 15G 4,8 1
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb, 70W, V2 2,57 3
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb, 70 W, L 3,6 2
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, 60 W 2,57 3
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, V2 2,57 3
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, LP, V2 3,6 2
FOXCONN (PERC frontal) H755N Ranura interna 2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC Ranura interna 2
FOXCONN (PERC frontal) H755 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC Ranura interna 1
Inventec (PERC frontal) H745 V3 Ranura interna 1
Inventec (PERC frontal) H745 V2 Ranura interna 1
Inventec (PERC frontal) H745 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H345 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H355 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA35bi Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2 Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC | 3 1
Inventec (adaptador PERC) H745 V2 3 1
Inventec (adaptador PERC) H745 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) H355 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2 |3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2 |3 1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56 2,57 3
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56 3,6 2
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28 2,57 3
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Tabla 23. Configuracion 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP 2,57 3
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28 2,57 3
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28 3,6 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF 2,5,7 3
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2 2,5,7 3
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP 2,57 3
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1 2,57 3
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 2,57 3
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, $28, F1 2,57 3
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH 2,57 3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 2,57 3
FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1 2,57 3
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28 2,57 3
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 2,57 3
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28 2,57 3
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28 2,5,7 3
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 2,5,7 3
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28 2,57 3
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002 2,57 3
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1 2,57 3
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH 2,57 3
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Tabla 23. Configuracion 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1 3,6 2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 2,57 3
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 2,57 3
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, 528 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, 528 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28 2,57 3
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, $28, F1 2,57 3
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28 2,57 3
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, $28, F1 2,57 3
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, 528 3,6 2
QLogic (HBA: FC32), LP, 2P, 528, F1 3.6 2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000 2,5,7 3
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1 2,57 3
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE3TKO, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002 2,57 3
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1 2,5,7 3
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1 3.6 2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2 2,57 3
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, $28, F1 2,57 3
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, $28, F1 3.6 2
QLogic (HBA: FC16) DP, 26692, FH, V2 2,57 3
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1 2,57 3
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, S28, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2 2,57 3
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2 | 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP 2,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP 2,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2 3,6 2
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Tabla 23. Configuracion 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

2,57

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

2,57

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP

3,

6

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416,
FH

NIEBRRE
olo|lo|lo

N| N | NN NN N N

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2

Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6,
SP, L

NN IO OO NN N O
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Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCle,
CXe6, SP, F, ML

Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56

3,

6

Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P,
Q56

2,57

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna
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Tabla 23. Configuracion 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

1

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

SAS-HBA

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |2, 5,7 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |2, 5,7 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,2,5 7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e | 3,6,2,5,7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 2,5,7 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 2,57 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,2,5 7 2

Inventec (BOSS-S2) 15G

Ranura interna

Inventec (BOSS-S2) V2, 15G

Ranura interna

Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 2,5,7 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 2,57 1
Inventec (BOSS-S1) Vb, SATA, LP 3,6 1
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Tabla 23. Configuracion 3-2: R1A + R2A + R3A + R4A (longitud media) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,25,7 5
PM17258B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,25,7 5
PM17258B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,2,5 7 5
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,625,7 5
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,25,7 5
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,25,7 5
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,25,7 5
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,25,7 5
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,2,5 7 5
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X | 3,6,2,5,7 5
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X | 3,6,2,5,7 5
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,25,7 5
Tabla 24. Configuracién 4: R1B + R2A + R3B + R4B

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Inventec (serial) SVR, 15G

4,8

1

FOXCONN (PERC frontal) H755N

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC

Ranura interna

2
2

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V3

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V2

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2

Ranura interna

FOXCONN (adaptador PERC) H755

3

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

3
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Tabla 24. Configuraciéon 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas

Inventec (adaptador PERC) H745 V2 1

Inventec (adaptador PERC) H745 1

FOXCONN (adaptador PERC) H355 1

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA3bL5i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

N

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) CXb, DP, QSF, L

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1
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Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,  [4,5,1,2,7 5
FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1 4,5,1,2,7 5

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
LP

o
o
N

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, 57414, LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28
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Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28
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Tabla 24. Configuraciéon 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002 4,5,1,2,7
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1 4,5,1,2,7
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH 4,512,7

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L

Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28

Qlogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28

QLogic (HBA: FC32), LP, 2P, 528, F1

Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE&1000

Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31KO, L

Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1

Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1

Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L

Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2

QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2

QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, 528, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP
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Tabla 24. Configuraciéon 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
QLogic (NIC: 10 Gb) QP 4,51,2,7 5
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+ 4,51,2,7 5
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2 4,51,2,7 5
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL 4,51,2,7 5
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2 4,51,2,7 5
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, 4,51,2,7 5
FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP | 3, 6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH [ 4,5,1, 2,7 5
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP | 3, 6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT 4,51,2,7 5
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 4,51,2,7 5
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT 4,51,2,7 5
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 4,51,2,7 5
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1 3,6 2
Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, V3 4,51,2,7 5
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1 4,5,1,2,7 5
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2 4,51,2,7 5
Broadcom (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, V2 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, 3,6 2
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56 3,6 2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
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Tabla 24. Configuraciéon 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

1

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

SAS-HBA

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |4,5,1,2,7 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |4,5,1,2,7 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,4,51,2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e [3,6,4,5,1,2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 4,51,2,7 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 4,512,7 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,4,51,2,7 2

Inventec (BOSS-S2) 15G

Ranura interna

Inventec (BOSS-S2) V2, 15G

Ranura interna

Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 4,512,7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 4,5,12,7,8 1
Inventec (BOSS-S1) Vb, SATA, LP 3,6 1
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Tabla 24. Configuraciéon 4: R1B + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,4,512,7,8 8
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,5127,8 8
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,512,7,8 8
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,4,512,7,8 8
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,4,512,7,8 8
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,512,7,8 8
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,512,7,8 8
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,5127,8 8
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,512,7,8 8
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X | 3,6,4,5,1,2,7,8 8
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,4,512,7,8 8
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,4,512,7,8 8

Tabla 25. Configuracién 6: R1C + R2A + R3A + R4C

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Inventec (serial) FH, SVR, 15G 4,8 1
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb. 70W, V2 1,278 4
NVIDIA (GPU) T4, 16 Gb 70W, L 3,6 2
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, 60 W 1,2,7,8 4
NVIDIA (GPU) A2, 16 Gb, V2 1,2,7,8 4
NVIDIA (GPU) A2 16 Gb, LP, V2 3,6 2
FOXCONN (PERC) H755, ADPT 53 1
FOXCONN (PERC) H755, ADPT, MXC 53 1
Inventec (PERC) H745, 4 Gb, ADPT, V2 53 1
Inventec (PERC) H745, 4 Gb, ADPT 53 1
FOXCONN (PERC) H355, ADPT 53 1
FOXCONN (PERC) H345, ADPT, V2 53 1
FOXCONN (PERC) H345, ADPT 53 1
FOXCONN (PERC) HBA355i, ADPT 53 1
FOXCONN (PERC) HBA355i, ADPT, V2 53 1
FOXCONN (PERC) HBA345, ADPT 53 1
FOXCONN (PERC) HBA345, ADPT, V2 53 1
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Tabla 25. Configuracién 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56 1,2,57,8 5
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56 3,6 2
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28 1,257 4
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP 12,57 4
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28 1,257 4
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28 3,6 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF 1,257 4
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2 1,257 4
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP 1,257 4
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1 1,257 4
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 12,57 4
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1 1,257 4
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH 1,257 4
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 1,257 4
FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1 1,257 4
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28 1,257 4
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 12,57 4
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28 1,257 4
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28 1,257 4
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 1,257 4
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28 1,2,5,7 4
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28 3,6 2
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Tabla 25. Configuracién 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002 1,2,57 4
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1 1,2,57 4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH 1,2,5,7 4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1 3,6 2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 1,2,57 4
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 1,2,57 4
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
Qlogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28 1,2,5,7 4
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1 1,2,57 4
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28 1,2,5,7 4
Qlogic (HBA: FC32) FH, 2P, $28, F1 1,2,5,7 4
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, $28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32), LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000 1,2,57 4
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1 1,2,57 4
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31KO, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002 1,2,57 4
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1 1,2,57 4
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2 1,2,5,7 4
Qlogic (HBA: FC16) FH, 1P, $28, F1 1,2,5,7 4
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) DP, 26692, FH, V2 1,2,57 4
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1 1,2,57 4
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2 3.6 2
QLogic (HBA: FC16), LP, 2P, $28, F1 3.6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2 1,2,5,7 4
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2 | 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP 1,2,57 4
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Tabla 25. Configuracién 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Q56

QLogic (NIC: 10 Gb) QP 1,257 4
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+ 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2 1,257 4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, 1,2,5,7 4
FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP | 3, 6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH |1, 2, 5, 7 4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP | 3, 6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT 1,257 4
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT 1,257 4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 1,257 4
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, V3 3,6 2
Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, F1 3,6 2
Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, V3 1,257 4
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1 1,257 4
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2 1,257 4
Broadcom (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, V2 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, 3,6 2
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCle, 1,257 4
CX8, SP, F, ML

Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRYV, 1P, 1,257 4

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna
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Tabla 25. Configuracién 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, [1,2,5,7 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, [1,2,5,7 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,1,2,5,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA35%e 13,6,1,2,5,7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 1,2,57 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 1,257 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,1,2,5,7 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 12,578 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 12,578 1
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Tabla 25. Configuracién 6: R1C + R2A + R3A + R4C (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Inventec (BOSS-S1) Vb, SATA, LP 3,6 1

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,1,2,5,7,8 7

PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,1,2,5,7,8 7

PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,1,2,57,8 7

PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,1,2,5,7,8 7

PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,1,2,5,7,8 7

PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,1,2,5,7,8 7

PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,1,2,5,7,8 7

PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,1,2,5,7,8 7

PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,1,2,57,8 7

PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6,1,2,5,7,8 7

Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,1,2,5,7,8 7

Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,1,2,5,7,8 7
Tabla 26. Configuracién 7: R1D + R2A + R3B + R4D

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Inventec (serial) FH, SVR, 15G

1

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, 528, F1

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH

rfo|lo|lo|lo|la|n|lo|n|lo|lo|lo|o|
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Tabla 26. Configuracién 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,  [5,4 2
FH2
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP,F1  [5,4 2

(0)]
N

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, 57414, LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, 528

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, 528

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA:

FCB4) FH, 2P, S28

Emulex (HBA:

FC64) LP, 2P, S28

Emulex (HBA:

FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA:

FC32) FH, 2P, V11

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L

Emulex (HBA:

FC32 LP, 2P, V11

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP

Emulex (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 1P, 528, F1

QLogic (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) LP, 1P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S28, F1

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA:

FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31KO, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 1P, SF+, F1

Emulex (HBA:

FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA:

FC16) FH, 2P, SF+, F1

ol Nl Ol NN O N|ON OO N OO OO NN O OO OO OO O OO
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Tabla 26. Configuracién 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L

3,6

Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1

3,6

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2

o
N

QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2

QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416,
FH

NI NI DN O| Ol N DN OOl N DO NO|IO|I NI DNOIO| N
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Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3

Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, F1

Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, V3

gl alNjolool o] N oo
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Tabla 26. Configuracién 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

SAS-HBA FH

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1 5,4 2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2 5,4 2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, 3,6 2
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56 3,6 2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, | 5,4 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, | 5,4 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V3, 18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,5,4 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e | 3,6, 5, 4 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 54 2
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Tabla 26. Configuracién 7: R1D + R2A + R3B + R4D (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 54 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,5,4 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 165G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 5,4 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 54 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,5,4 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,5,4 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,5,4 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,5,4 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,5,4 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,5,4 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,5,4 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,5,4 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,5,4 4
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6,5,4 4
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,5,4 4
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,5,4 4

Tabla 27. Configuracion 8-1: R1A + R2A + R4A (FL)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

1

FOXCONN (frontal) H755, MXC

Ranura interna

1

Inventec (PERC frontal) VH745, V3

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna
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Tabla 27. Configuracion 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
FOXCONN (PERCHBA355i frontal Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2 Ranura interna 1

FOXCONN (adaptador PERC) H755 1

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) DP, QSF

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) SFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 2P, 528, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, 528

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Qlogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1
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QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28
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Tabla 27. Configuracion 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, 528, F1 3,6
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000 3,6
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1 3,6

Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2

Qlogic (HBA: FC16) 1P, 528, F1

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1Gb) PCle, LP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, LP, F1

Broadcom (NIC: 1Gb) LP, V2

Mellanox (NIC: HDR100) PCle, CX6, SP, L,
ML
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Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56

3,6

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Instalacion y extraccion de componentes del sistema

123



Tabla 27. Configuracion 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V2

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V3

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e | 3, 6 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS- | 3, 6 2
HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA V2 FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMEg, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1735
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Tabla 27. Configuracion 8-1: R1A + R2A + R4A (FL) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6 2
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6 2
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6 2

Tabla 28. Configuracion 8-2: R1A + R2A + R4A (HL)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Inventec (serial) FH, SVR, 15G

8

1

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

1

FOXCONN (frontal) H755, MXC

Ranura interna

1

Inventec (PERC frontal) VH745, V3

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna

FOXCONN (PERCHBA355i frontal

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

FOXCONN (adaptador PERC) H755

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA3bL5i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56

NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L

Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2
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Tabla 28. Configuracién 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP 2,7 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1 2,7 2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 2,7 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1 2,7 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH 2,7 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 2,7 2
FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1 2,7 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, 528

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28

Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L

Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28
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QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28
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Tabla 28. Configuracién 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1 2,7
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 3,6

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S28, F1

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA:

FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31KO, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 1P, SF+, F1

Emulex (HBA:

FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA:

FC16) FH, 2P, SF+, F1

Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA:

FC16) SP, 2690, FH, V2

QLogic (HBA:

FC16) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC16) SP, 2690, LP, V2

QLogic (HBA:

FC16) LP, 1P, 28, F1

QLogic (HBA:

FC16) DP, 26692, FH, V2

QLogic (HBA:

FC16) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA:

FC16) LP, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2

FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416,
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Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP
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Tabla 28. Configuracién 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH [ 2, 7

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP | 3, 6

QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT

N
~

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3

Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, F1

Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2

Broadcom (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, V2

Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6,
SP, L
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Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCle,
CX6, SP, F, ML

Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56

3,6

Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRYV, 1P,
Q56

2,7

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna
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Tabla 28. Configuracién 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

1

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT

Ranura interna

PM1735, O

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |2, 7 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |2, 7 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e | 3,6, 2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 2,7 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 2,7 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,2,7 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 2,7 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 2,7 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,2,7 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,2,7 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Th, 3,6,2,7 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,2,7 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,2,7 4
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Tabla 28. Configuracién 8-2: R1A + R2A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,2,7 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,2,7 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,2,7 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,2,7 4
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X |3,6, 2,7 4
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,2,7 4
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,2,7 4

Tabla 29. Configuracion 9: R1B + R2A +R4B

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas

Inventec (serial) FH, SVR, 15G 8 1

FOXCONN (PERC frontal, ASSY, CRD, Ranura interna 1
CTL, H755, FRONTAL

FOXCONN (PERC frontal, ASSY, CRD, Ranura interna 1
CTL, H755, FRT, MXC

Inventec (PERC frontal ASSY, CRD, CTL, Ranura interna 1
H745, 4 Gb, FPERC, V3

FOXCONN (PERC frontal ASSY, CRD, CTL, | Ranura interna 1
H345, FPERC, V2

FOXCONN (PERC frontal, ASSY, CRD, Ranura interna 1
CTL, H355, FPERC

FOXCONN (PERC frontal, PWA, CTL, Ranura interna 1
HBA355I, FRONTAL

FOXCONN (PERC frontal, PWA, CTL, Ranura interna 1
HBA355I, FRONTAL, V2

FOXCONN (adaptador PERC) H755

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

N N | N AN N N AN N AN N
N

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56 1278 4

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56 3,6 2
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Tabla 29. Configuracién 9: R1B + R2A +R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Mellanox (NIC: 100 Gb) CXb, DP, QSF, L

3,6

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

3,6

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

3,6

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

12,7

QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2

3,6

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP

12,7

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

=
N
~

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH

Niol ol ol o

NININININ AN AN NN

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH2

=
N
~

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
LP

N

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, 57414, LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28

~

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28

~

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, 528

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28

~

Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002

~

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1

~

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH

~

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L

Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

~

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

~

Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Niolol MMM ololo|MMINMIMaMMojlo|lM oM o|o

=
~

NIN NN AHNIDNDNININIT AW AN NN AN NN NN NN

Instalacion y extraccion de componentes del sistema

131



Tabla 29. Configuracién 9: R1B + R2A +R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1 12,7
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3.6
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 3.6
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28 12,7
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1 12,7
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, 528 3,
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, 528, F1 3

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31000

N

Emulex (HBA:

FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31KO, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 1P, SF+, F1

Emulex (HBA:

FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA:

FC16) FH, 2P, SF+, F1

Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 2P, SF+, F1

oo

QLogic (HBA:

FC16) SP, 2690, FH, V2

—

QLogic (HBA:

FC16) FH, 1P, S28, F1

—

QLogic (HBA:

FC16) SP, 2690, LP, V2

QLogic (HBA:

FC16) LP, 1P, 28, F1

N o

QLogic (HBA:

FC16) FH, DP, V2

N

QLogic (HBA:

FC16) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA:

FC16) LP, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416,
FH

N

4
NN ool MMl oMM oMol oldMINMelo|dM M olo|dM N olol MM oo
~

N AN AHWNININ AN A INDIN AN AN AINNINI AN AN NN AN IDNDINDNI AN AN NN AN AN NN N AN DN A

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

o~
o
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Tabla 29. Configuracién 9: R1B + R2A +R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH [ 1,2, 7 3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP | 3, 6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT 12,7 3
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 12,7 3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT 12,7 3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 1,2,7 3
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1 3,6 2
Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, V3 12,7 3
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1 12,7 3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2 1,2,7 3
Broadcom (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, V2 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, 3,6 2
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56 3,6 2

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, 528

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, 528

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna
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Tabla 29. Configuracién 9: R1B + R2A +R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

1

Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

PM1735, O

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |[1,2,7 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |[1,2,7 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,1,2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e |3, 6,1, 2,7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 1,2,7 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 12,7 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 36,127 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 1,2,7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 1,2,7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,1,2,7,8 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,1,2,7,8 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,1,2,7,8 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,1,2,7,8 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,1,2,7,8 6
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,1,2,7,8 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,1,2,7,8 6
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Tabla 29. Configuracién 9: R1B + R2A +R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,1,2,7,8 6
PM1735
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,1,2,7,8 6
PM1735, O
Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X | 3,6,1,2,7,8 6
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X [ 3,6,1,2,7,8 6
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,1,2,7,8 6
Tabla 30. Configuracion 10: R2A + R4B

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Inventec (serial) FH, SVR, 15G

8

1

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) H755, MXC

Ranura interna

1

Inventec (PERC frontal) H745, V3

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

FOXCONN (adaptador PERC) H755

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA3b55i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) CXb, DP, QSF, L

[© ) B>l BNe) I BNe Il o]

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

[e)]

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP

(@)

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

(@)

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

FSVI BN I <VIN IENUR RENCIN YOV IENCIN NI (S VIN IV VIR IYSVIN INONUIN BNV IRV BCNIN BNV ISV IGNIN OV BNV BSN

[e)]

N NN
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Tabla 30. Configuracién 10: R2A + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 7 1
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 7 1
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 7 1
FH

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, 57414, LP2 7 1
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, 528 7 1
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 7 1
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28 7 1
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28 7 1
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002 7 1
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1 3,6 2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH 3,6 2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1 7 1
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP 7 1
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 7 1
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 7 1
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28 3.6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, $28, F1 3.6 2
Qlogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 7 1
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 7 1
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28 7 1
Qlogic (HBA: FC32) LP, 2P, 528, F1 7 1
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000 3,6 2
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Tabla 30. Configuracién 10: R2A + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1 3,6 2
Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31KO, L 7 1
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1 7 1
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1 3,6 2
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L 7 1
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1 7 1
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, 528, F1 3.6 2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2 7 1
Qlogic (HBA: FC16) LP, 1P, $28, F1 7 1
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, 28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2 7 1
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, $28, F1 3.6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2 7 1
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2 7 1
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP 7 1
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2 7 1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+ 3.6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP 7 1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2 |7 1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL 7 1
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, 7 1
FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP | 3, 6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH | 7 1
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP | 3, 6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT 7 1
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT 3.6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 7 1
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT 7 1
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT 3,6 2
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Tabla 30. Configuracién 10: R2A + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

V3, 18

Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3 7 1
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1 7 1
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V3 7 1
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2 3,6 2
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, Ranura interna 1
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |7 1
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |7 1
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
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Tabla 30. Configuracién 10: R2A + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e |3, 6, 7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 7 1
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 7 1
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,7 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 156G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,7,8 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,7,8 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,7,8 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,7,8 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,7,8 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,7,8 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,7,8 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,7,8 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,7,8 4
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6,7,8 4
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,7,8 4
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,7,8 4

Tabla 31. Configuracién 11: R1D + R2A + R3B + R4B

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Inventec (serial) FH, SVR, 15G

4,

8

1
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Tabla 31. Configuracién 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56 4,5,7,8

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56 3,6

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L

o
o)}

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528, F1

Sl lo | MO
o|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lolo| o

~ |~
SV BN R I ORI T B NCR GV BNV B R GV B Ol B CR Y ORI O N

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, | 4,5,7 3
FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1 4,5,7 3

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
LP

«
o
N

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, 57414, LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, 528

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, 528

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28

Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28

Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH

Emulex (HBA FC32) 2P, LPEZ5002, L

Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Kl BE B RSN IO IS B e B S e Sl RSN BE I R IR By
o|lo|lolo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|l o] o
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Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28
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Tabla 31. Configuracién 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, 528 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, $28 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, $28, F1 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, $28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, $28, F1 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000 4,5,7 3
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1 4,5,7 3
Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31KO, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002 4,5,7 3
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1 4,5,7 3
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, $28, F1 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1 4,5,7 3
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, $28, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2 4,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP 4,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP 4,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+ 4,5,7 3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2 4,5,7 3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP,V2 |3, 6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL 4,5,7 3
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2 4,5,7 3
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Tabla 31. Configuracién 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, 4,5,7 3
FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP | 3, 6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH [ 4, 5, 7 3
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP | 3, 6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT 4,5,7 3
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 4,5,7 3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT 4,5,7 3
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 4,5,7 3
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V3 4,5,7 3
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1 4,5,7 3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2 4,5,7 3
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, 3,6 2
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56 3,6 2

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna
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Tabla 31. Configuracién 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

1

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

1

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

PM1735, O

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, 4,5, 7 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |4, 5,7 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,4,5,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e |3,6,4,5,7 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 4,5,7 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 4,5,7 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,4,5,7 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 4,5,7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 4,5,7,8 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,4,578 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,5,7,8 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,57,8 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,4,5,7,8 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,4,5 7,8 6
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Tabla 31. Configuracién 11: R1D + R2A + R3B + R4B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,57.8 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,57.8 6
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,5 7,8 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,57,8 6
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X | 3,6,4,5,7,8 6
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,4,57.8 6
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,4,57.8 6

Tabla 32. Configuraciéon 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Xilinx (aceleradores: FPGA) de 225 W, PSV, | 5,7 2
FH

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56 3,6 2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28 3,6 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28 3,6 2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 2P, V1.1 3,6 2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
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Tabla 32. Configuraciéon 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, 528 3,6
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, 528, F1 3,6
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31KO, EM, L 3,6

Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1

Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L

Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 10G, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1Gb) LP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) LP, F1

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2

Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6,
SP, L

olo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o| o
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Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56

3,6

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna
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Tabla 32. Configuraciéon 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V3

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e | 3, 6 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS- | 3, 6 2
HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA V2 FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735, O
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Tabla 32. Configuraciéon 12-1: R1D + R2A + R3A + R4A (FL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3.6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3.6 2
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X |3, 6 2
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X |3, 6 2
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6 2

Tabla 33. Configuracién 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Inventec (serial) SVR, 15G

4,8

1

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

5,7

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56

o~
o

NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L

Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH2
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Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1

o
~

N

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, 528
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Tabla 33. Configuracion 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528 3,6
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, $28 5,7
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, 528 3,6

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, 528

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA:

FC64) FH, 2P, S28

Emulex (HBA:

FCB4) LP, 2P, S28

Emulex (HBA:

FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA:

FC32) FH, 2P, V1.1

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE3Z5002, L

Emulex (HBA:

FC32) LP, 2P, V11

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP

Emulex (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) LP, 1P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S$28, F1

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA:

FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31KO, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 1P, SF+, F1

Emulex (HBA:

FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA:

FC16) FH, 2P, SF+, F1

Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA:

FC16) SP, 2690, FH, V2

QLogic (HBA:

FC16) FH, 1P, S28, F1
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Tabla 33. Configuracion 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2

3,6

QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, 28, F1

3,6

QLogic (HBA: FC16) DP, 26692, FH, V2

o
~

QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416,
FH
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Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, LP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2

o|lN|N|vN|lolo|lo|v|lo|lvw|lo|vw|lo|lvw|lo|lvw|lo

NINININININININININININININNININDN

Instalacion y extraccion de componentes del sistema

149



Tabla 33. Configuracion 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, 3,6 2
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCle, 5,7 2
CX6, SP, F, ML

Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P, 5,7 2
Q56

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |5, 7 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |5, 7 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V3, 18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,5,7 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA35%5e |3,6, 5,7 2
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Tabla 33. Configuracion 12-2: R1D + R2A + R3A + R4A (HL) (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 57 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 57 2
SAS-HBA V2, FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,5,7 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 57 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 57 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,5,7 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,5,7 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,5,7 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,5,7 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,5,7 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,5,7 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,5,7 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,5,7 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,5,7 4
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6,5,7 4
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,5,7 4
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,5,7 4
Tabla 34. Configuracién 13-1: R1A + R2A + R3A (FL)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Ndmero maximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H755N Ranura interna 2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC Ranura interna 2
FOXCONN (PERC frontal) H755 Ranura interna 1
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Tabla 34. Configuraciéon 13-1: R1A + R2A + R3A (FL) (continuacion)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC Ranura interna 1
Inventec (PERC frontal) H745 V3 Ranura interna 1
Inventec (PERC frontal) H745 V2 Ranura interna 1
Inventec (PERC frontal) H745 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H345, V2 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H345 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H355 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2 Ranura interna 1

FOXCONN (adaptador PERC) H755

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA3bL5i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

N

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

N

N

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) DP, QSF

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) SFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, 528, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1

QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, 528
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Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28
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Tabla 34. Configuraciéon 13-1: R1A + R2A + R3A (FL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28 3,6
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002 3,6
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1 3,6

Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, LPE35002

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1

Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2

Qlogic (HBA: FC16) 1P, S28, F1

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2

QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, LP, V2

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1Gb) PCle, LP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, LP, F1

Broadcom (NIC: 1Gb) LP, V2

Mellanox (NIC: HDR100) PCle, CX6, SP, L,
ML
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Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56

3,6

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2

Ranura interna
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Tabla 34. Configuraciéon 13-1: R1A + R2A + R3A (FL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1 Gb) 4P, BT

Ranura interna

PM1725B

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, |3, 6 2
V2

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V3

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e | 3, 6 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb SAS- | 3, 6 2
HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA V2 FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb, 3,6 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
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Tabla 34. Configuraciéon 13-1: R1A + R2A + R3A (FL) (continuacion)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6 2
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6 2
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6 2
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6 2
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6 2

Tabla 35. Configuracién 13-2: R1A + R2A + R3A (HL)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Ndmero maximo de tarjetas

Inventec (Serie ASSY, CRD, SER, FH, SVR,
15G

4

1

FOXCONN (PERC frontal) H/55N

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V3

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745 V2

Ranura interna

Inventec (PERC frontal) H745

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2

Ranura interna

FOXCONN (adaptador PERC) H755

3

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

N | N | N
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Tabla 35. Configuracién 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) H345 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2 |3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 3 1
FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2 |3 1
Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56 2,5 2
Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2P, Q56 3,6 2
NAPATECH (NIC: 100 Gb) DP, QSFP28 2,5 2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSFP 2,5 2
Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L 3,6 2
Intel (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q28 2,5 2
Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28 3,6 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) FH,2P,QSF 2,5 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2 2,5 2
Q@Logic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP 2,5 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1 2,5 2
Intel (NIC: 25 Gb) DP, SFP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 2,5 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1 2,5 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) DP, 57414, FH 2,5 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 2,5 2
FH2

Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 2P, SFP, F1 2,5 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP2

Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28 2,5 2
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 2,5 2
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2

156 Instalacion y extraccion de componentes del sistema



Tabla 35. Configuracién 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28 2,5
Broadcom (NIC: 25 Gb) FH, 4 P, S28 2,5
Mellanox (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 2,5

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Emulex (HBA:

FCB4) FH, 2P, S28

Emulex (HBA:

FC64) LP, 2P, S28

Emulex (HBA:

FC32) 2P, LPE35002

Emulex (HBA:

FC32) FH, 2P, V11

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L

Emulex (HBA:

FC32) LP, 2P, V11

Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP

Emulex (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

Emulex (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 1P, 528, F1

QLogic (HBA:

FC32) LP, 1P, S28

QLogic (HBA:

FC32) LP, 1P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) FH, 2P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S28

QLogic (HBA:

FC32) LP, 2P, S28, F1

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31000

Emulex (HBA:

FC16) FH, 1P, SF+F1

Emulex (HBA:

FC16) 1P, LPE31KO, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 1P, SF+, F1

Emulex (HBA:

FC16) 2P, LPE31002

Emulex (HBA:

FC16) FH, 2P, SF+, F1

Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L

Emulex (HBA:

FC16) LP, 2P, SF+, F1

QLogic (HBA:

FC16) SP, 2690, FH, V2

QLogic (HBA:

FC16) FH, 1P, S28, F1

QLogic (HBA:

FC16) SP, 2690, LP, V2

QLogic (HBA:

FC16) LP, 1P, 28, F1

QLogic (HBA:

FC16) DP, 26692, FH, V2

IO O NN NGO NN OGN OO OO N NN N O
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Tabla 35. Configuracién 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas

QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1 2,5

QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2 3,6

QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1

o
o)}

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, QLG, LP, V2

QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP

QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP

Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL

Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2

NINININININININININININ NN

NI NN OO NN N
gloa|lo|lolo|lo|la|lo|lo|lo|o|o|ou

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416,
FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP

QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT

QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT

Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT

Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1

Intel (NIC: 1Gb) PCle, QP, V3

Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2

Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2

N NN NN OO NN O NN O
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Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6,
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR100 VPI) PCle, 2,5 2
CX6, SP, F, ML
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Tabla 35. Configuracién 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

SAS-HBA V2, FH

Mellanox (NIC: HDR VPI) HDRV, 1P, Q56 3,6 2
Mellanox (NIC: HDR VPI) FH, HDRV, 1P, 2,5 2
Q56

Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, 528 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |2, 5 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, [2,5 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,2,5 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA35%5e 13,6,2,5 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 2,5 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 2,5 2
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Tabla 35. Configuracién 13-2: R1A + R2A + R3A (HL) (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,2,5 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 165G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 2,5 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 2,5 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,2,5 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,2,5 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,2,5 4
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,2,5 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,2,5 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,2,5 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,2,5 4
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,2,5 4
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,2,5 4
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X 3,6,2,5 4
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,2,5 4
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,2,5 4
Tabla 36. Configuracion 14: R1B + R2A + R3B

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Nidmero maximo de tarjetas
Inventec (Serie ASSY, CRD, SER, FH, SVR, |4 1
15G

FOXCONN (PERC frontal) H755N Ranura interna 2
FOXCONN (PERC frontal) H755N MXC Ranura interna 2
FOXCONN (PERC frontal) H755 Ranura interna 1
FOXCONN (PERC frontal) H755 MXC Ranura interna 1
Inventec (PERC frontal) H745 V3 Ranura interna 1
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Tabla 36. Configuracién 14: R1B + R2A + R3B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Inventec (PERC frontal) H745 V2

Ranura interna

1

Inventec (PERC frontal) H745

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) H345, V2

Ranura interna

1

FOXCONN (PERC frontal) H345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) H355

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA355i, V2

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345

Ranura interna

FOXCONN (PERC frontal) HBA345, V2

Ranura interna

FOXCONN (adaptador PERC) H755

FOXCONN (adaptador PERC) H755 MXC

Inventec (adaptador PERC) H745 V2

Inventec (adaptador PERC) H745

FOXCONN (adaptador PERC) H355

FOXCONN (adaptador PERC) H345 V2

FOXCONN (adaptador PERC) H345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i

FOXCONN (adaptador PERC) HBA355i V2

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345

FOXCONN (adaptador PERC) HBA345 V2

Mellanox (NIC: 100 Gb) FH, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q56

Mellanox (NIC: 100 Gb) CX5, DP, QSF, L

Intel (NIC: 100 Gb) LP, 2 P, Q28

Broadcom (NIC: 100 Gb) LP,2P,QSF

QLogic (NIC: 25 Gb) DP, SFP, V2

QLogic (NIC: 25 Gb) DPSFP, LP, V2

Intel (NIC: 25 Gb) DP, 25G, SFP

Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2P, S28, F1

Intel (NIC: 25 GB) DP, SFP, LP

Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28

Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28, F1

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH

slololalalasas|olslalolololslalalolo|loalaloalolo]olo
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Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414,
FH2

Broadcom (NIC: 26 GB) FH, 2P, SFP, F1
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Tabla 36. Configuracién 14: R1B + R2A + R3B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, DP, 57414, 3,6 2
LP

Broadcom (NIC: 25 Gb) PCle, 57414, LP2 3,6 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) LP, 2P, SFP, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 25 Gb) FH, 2P, 528 4,5,1,2 4
QLogic (NIC: 25 Gb) LP, 2P, S28 3,6 2
Intel (NIC: 25 Gb) FH, 2 P, S28 4,512 4
Intel (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) LP, 2 P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC64) FH, 2P, S28 4,512 4
Emulex (HBA: FC64) LP, 2P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) 2P, LPE35002 4,512 4
Emulex (HBA: FC32) FH, 2P, V1.1 4,512 4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, FH 4,512 4
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC32 LP, 2P, V1.1 3,6 2
Emulex (HBA FC32) 2P, LPE35002, LP 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 4,512 4
Emulex (HBA: FC32) FH, 1P, S28 4,512 4
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
Emulex (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, S28 4,5,1,2 4
QLogic (HBA: FC32) FH, 1P, $28, F1 4,5,1,2 4
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28 4,512 4
QLogic (HBA: FC32) FH, 2P, S28, F1 4,512 4
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, S28 3.6 2
QLogic (HBA: FC32) LP, 2P, 528, F1 3.6 2
Emulex (HBA: FC16) 1P, LPE31000 4,512 4
Emulex (HBA: FC16) FH, 1P, SF+F1 4,512 4
Emulex (HBA FC16) 1P, LPE31KO, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 1P, SF+, F1 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) 2P, LPE31002 4,512 4
Emulex (HBA: FC16) FH, 2P, SF+, F1 4,512 4
Emulex (HBA FC16) 2P, LPE31K2, L 3,6 2
Emulex (HBA: FC16) LP, 2P, SF+, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, FH, V2 4,512 4
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Tabla 36. Configuracién 14: R1B + R2A + R3B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

QLogic (HBA: FC16) FH, 1P, S28, F1 4,512 4
QLogic (HBA: FC16) SP, 2690, LP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) LP, 1P, S28, F1 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) FH, DP, V2 4,512 4
QLogic (HBA: FC16) FH, 2P, S28, F1 4,512 4
QLogic (HBA: FC16) DP, 2692, LP, V2 3,6 2
QLogic (HBA: FC16) LP, 2P, S28, F1 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, BT, V2 4,512 4
QLogic (NIC: 10 Gb) DP, VT, LP, V2 3,6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) SFP, QP 4,512 4
QLogic (NIC: 10 Gb) QP 4,512 4
QLogic (NIC: 10 Gb) QP, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+ 4,512 4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, V2 4,512 4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, LP, V2 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL 4,512 4
Intel (NIC: 10 Gb) SFP+, DP, FVL, V2 4,512 4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, 4,512 4
FH

Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57416, LP | 3, 6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, FH [ 4, 5, 1, 2 4
Broadcom (NIC: 10 Gb) PCle, DP, 57412, LP | 3, 6 2
QLogic (NIC: 10 Gb) FH, 2P, BT 4,512 4
QLogic (NIC: 10 Gb) LP, 2P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 4,512 4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 10 Gb) FH, 2 P, BT 4,512 4
Intel (NIC: 10 Gb) LP, 2 P, BT 3,6 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) FH, 4 P, BT 4,512 4
Broadcom (NIC: 10 Gb) LP, 4 P, BT 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V3 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, F1 3,6 2
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V3 4,512 4
Intel (NIC: 1 Gb) PCle, QP, Intel, F1 4,512 4
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, V2 4,512 4
Broadcom (NIC: 1 Gb) PCle, QP, LP, V2 3,6 2
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Tabla 36. Configuracién 14: R1B + R2A + R3B (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

SAS-HBA V2, FH

Mellanox (NIC: HDR100 VPI) PCle, CX6, 3,6 2
SP, L

Mellanox (NIC: VPI HDR) LP, 1P, Q56 3,6 2
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, 528 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+ Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT Ranura interna 1
QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+ Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT Ranura interna 1
FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, 14,5,1, 2 2
V2, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, FH, |4, 5,1, 2 2
V3, 18F

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V2,18

FOXCONN (adaptador externo) H840, LP, | 3,6 2
V3,18

FOXCONN (adaptador externo) H840 3,6,4,51,2 2
FOXCONN (adaptador externo) HBA355e 13,6,4,5,1,2 2
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 4,512 2
SAS-HBA FH

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 4,512 2
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Tabla 36. Configuracién 14: R1B + R2A + R3B (continuacién)

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Namero maximo de tarjetas
FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6 2
SAS-HBA V2, LPF

FOXCONN (adaptador externo) 12 Gb- 3,6,4,5,1,2 2
SAS-HBA

Inventec (BOSS-S2) 165G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S2) V2, 15G Ranura interna 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, FH 4,512 1
Inventec (BOSS-S1) V4, SATA, LP 3,6 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, FH 4,512 1
Inventec (BOSS-S1) V5, SATA, LP 3,6 1
SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Th, 3,6,4,51,2 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1725B

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 1,6 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 3,2 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1735, O

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1735

SAMSUNG (SSD PCle) NVMe, 6,4 Tb, 3,6,4,51,2 6
PM1735, O

Intel (SSD PCle) NVMe, 750 Gb, P4800X | 3,6,4,5,1,2 6
Intel (SSD PCle) NVMe, 375 Gb, P4800X 3,6,4,51,2 6
Intel (SSD PCle) PCle, 375 Gb, P4800X 3,6,4,51,2 6

Tabla 37. Configuracion 15: R1D + R4D

Tipo de tarjeta Prioridad de las ranuras Nidmero maximo de tarjetas
Broadcom (OCP: 25 Gb) 2 P, V2 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, S28 Ranura interna 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) 4P, V2 Ranura interna 1
QLogic (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) 2P, S28 Ranura interna 1
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Tabla 37. Configuracién 15: R1D + R4D (continuacién)

Tipo de tarjeta

Prioridad de las ranuras

Nidmero maximo de tarjetas

Intel (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Intel (OCP: 25 Gb) 4P, S28

Ranura interna

1

Mellanox (OCP: 25 Gb) 2P, S28

Ranura interna

1

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Broadcom (OCP: 10 Gb) 2P,V2

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 2P, SF+

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 2P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, BT

Ranura interna

QLogic (OCP: 10 Gb) 4P, SF+

Ranura interna

Broadcom (OCP: 1 Gb) 4P, BT

Ranura interna

Intel (OCP: 1Gb) 4P, BT

Ranura interna

Inventec (BOSS-S2) 165G

Ranura interna

Inventec (BOSS-S2) V2, 15G

Ranura interna

Extraccion de los soportes verticales para tarjetas de expansion

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. @ NOTA: Si el médulo de Boot Optimized Storage Subsystem S2 esta instalado, asegurese de desconectar el cable de alimentacion
de Boot Optimized Storage Subsystem S2 y el cable de sefial antes de quitar la canastilla de la tarjeta elevadora 1.
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llustracion 89. Extraccion del cable de alimentacion de Boot Optimized Storage Subsystem y el cable de sefial de Boot
Optimized Storage Subsystem del médulo de la tarjeta controladora de Boot Optimized Storage Subsystem S2

4. Desconecte todos los cables conectados a la tarjeta de expansion.

Pasos

1. Para la tarjeta elevadora 1, afloje los tornillos cautivos en la tarjeta elevadora.

a. Presione la lengleta de seguridad azul y, sujetando los bordes, levante la tarjeta elevadora de tarjeta de expansion del conector de
la tarjeta elevadora al en la tarjeta madre del sistema.

@ NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la

secuencia.
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llustracion 90. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion (tarjeta elevadora 1)

2. Para la tarjeta elevadora 2, presione el boton azul de la tarjeta elevadora, sostenga los puntos de contacto y levante la tarjeta elevadora
para tarjetas de expansion del conector de la tarjeta elevadora en la tarjeta madre del sistema.
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llustracion 91. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion (tarjeta elevadora 2)

3. Para la tarjeta elevadora 3, afloje el tornillo cautivo, presione la lengleta de seguridad azul y, sujetando los bordes, levante la tarjeta
elevadora para tarjetas de expansion del conector de la tarjeta elevadora en la tarjeta madre del sistema.

llustracién 92. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion (tarjeta elevadora 3)

4. Para la tarjeta elevadora 4, afloje el tornillo cautivo en la tarjeta elevadora, presione la lengleta de seguridad azul en la tarjeta elevadora,
sujete el punto de contacto y levante la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion para quitarlo del conector de la tarjeta elevadora
en la tarjeta madre.
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llustracion 93. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion (tarjeta elevadora 4)

(]

Siguientes pasos

1. Reemplace la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion.

Instalacion de los soportes verticales para tarjetas de expansion

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Instale las tarjetas de expansion en los soportes verticales para tarjetas de expansion, si se quitaron.

Pasos

1. Sujete los puntos de contacto azules y alinee los orificios del soporte vertical para tarjetas de expansion con las guias en la tarjeta
madre del sistema.

2. Baje el soporte vertical para tarjetas de expansion en su lugar y presione los puntos de contacto hasta que el conector del soporte
encaje por completo en el conector de la tarjeta madre del sistema.

3. Ajuste los tornillos cautivos de los soportes verticales y del sistema, si los hay.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 95. Instalacion del soporte vertical para tarjetas de expansion (soporte vertical 2)
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llustracion 97. Instalacion del soporte vertical para tarjetas de expansion (soporte vertical 4)
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Siguientes pasos

1.
2.
3.

Conecte los cables a la tarjeta de expansion, si es necesario.
Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentacion de la tarjeta.

Extraccion de una tarjeta de expansion del soporte vertical para
tarjetas de expansion

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. Desconecte los cables de la tarjeta de expansion, si corresponde.

4. Quite el soporte vertical para tarjetas de expansion.

Pasos

1. Tirey levante la cerradura del pestillo de retencion de la tarjeta de expansion para abrirla.

2. Tire del soporte de la tarjeta negra antes de quitar la tarjeta del soporte vertical.

3. Sujete la tarjeta de expansion por los bordes. y tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del
conector de la tarjeta de expansion en el soporte vertical.
@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
llustracion 98. Extraccion de una tarjeta de expansion del soporte vertical para tarjetas de expansién

4. Sino va areemplazar la tarjeta de expansion, instale un soporte de relleno y cierre el pestillo de retencion de la tarjeta.
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llustracion 99. Instalacion del soporte de relleno

Siguientes pasos

1. Sicorresponde, instale una tarjeta de expansion en el soporte vertical para tarjetas de expansion.

Instalacion de una tarjeta de expansion en el soporte vertical para
tarjetas de expansion

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Siva ainstalar una tarjeta de expansion nueva, desembélela y prepérela para su instalacion.

@l NOTA: Para obtener instrucciones, consulte la documentacion incluida con la tarjeta.

Pasos
1. Tire y levante el pestillo de retencion de la tarjeta de expansion para abrirlo.
2. Siprocede, extraiga el cubrerranuras.

@ NOTA: Guarde el cubrerranuras para su uso futuro. Es necesario instalar cubrerranuras en las ranuras de las tarjetas de expansion
vacias a fin de cumplir con la certificacion del sistema de la Comisién Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes también
evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulacion de aire adecuados
dentro del sistema.
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llustracion 100. Extraccion del soporte de relleno

3. Sujete la tarjeta por los bordes vy alinee el conector del borde de la tarjeta con el conector de la tarjeta de expansion en el soporte
vertical.

4. Inserte firmemente el conector de borde de tarjeta en el conector para tarjetas de expansidn hasta que encaje por completo.
B. Cierre el pestillo de liberacion de la tarjeta de expansion.
6. Empuije el soporte para tarjetas negro para sujetar la tarjeta en el soporte vertical.

@| NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.

llustracion 101. Instalacion de una tarjeta de expansion en el soporte vertical para tarjetas de expansion

Siguientes pasos

1. Siprocede, conecte los cables a la tarjeta de expansion.
2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
3. Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentacion de la tarjeta.
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Extraccion de los soportes verticales para tarjeta de expansion de
longitud completa

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.

3. Quite la cubierta superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU.

4. @ NOTA: Si el médulo de Boot Optimized Storage Subsystem S2 esté instalado, asegurese de desconectar el cable de alimentacion
de Boot Optimized Storage Subsystem S2 y el cable de sefial antes de quitar la canastilla de la tarjeta elevadora 1.

llustracion 102. Extraccion del cable de alimentacion de Boot Optimized Storage Subsystem y el cable de sefial de
Boot Optimized Storage Subsystem del médulo de la tarjeta controladora de Boot Optimized Storage Subsystem S2

Pasos
1. Para quitar la tarjeta elevadora para tarjetas de expansién 1A, realice lo siguiente:
a. Afloje los tornillos cautivos en la tarjeta elevadora.
b. Presione la lengleta de seguridad azul y, sujetando los bordes, levante la tarjeta elevadora de tarjeta de expansion del conector de
la tarjeta elevadora en la tarjeta madre del sistema.
c. Desconecte el cable de alimentacién de la GPU de la tarjeta madre.
@ NOTA: Los numeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la
secuencia.
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llustracion 103. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion (tarjeta elevadora 1A)

2. Para quitar la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion 3A, realice lo siguiente:
a. Presione el boton azul de la tarjeta elevadora, sostenga los puntos de contacto y levante la tarjeta elevadora para tarjetas de
expansion del conector de la tarjeta elevadora en la tarjeta madre.
b. Desconecte el cable de alimentacion de la GPU de la tarjeta madre.

llustracion 104. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion (tarjeta elevadora 3A)

3. Para quitar la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion 4A, realice lo siguiente:
a. Desconecte el cable de alimentacion de la GPU de la tarjeta madre.
b. Afloje el tornillo cautivo.
¢. Presione la lengleta de seguridad azul y, sujetando los bordes, levante la tarjeta elevadora de tarjeta de expansion del conector de
la tarjeta elevadora en la tarjeta madre del sistema.
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llustracion 105. Extraccion de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansién (tarjeta elevadora 4A)

Siguientes pasos

1. Reemplace la tarjeta elevadora para tarjetas de expansion de longitud completa.

Instalacion de los soportes verticales para tarjetas de expansion de
longitud completa

Requisitos previos

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Instale la GPU en los soportes verticales para tarjetas de expansion, si se quito.

Pasos

1. Parainstalar los soportes verticales para tarjetas de expansion de longitud completa 1A 'y 3A, realice lo siguiente:
a. Conecte el cable de la GPU a la tarjeta madre.

b. Sujete los puntos de contacto azules y alinee los orificios del soporte vertical para tarjetas de expansion con las guias en la tarjeta

madre del sistema.

c. Baje el soporte vertical para tarjetas de expansion en su lugar y presione los puntos de contacto hasta que el conector del soporte

encaje por completo en el conector de la tarjeta madre del sistema.
d. Ajuste los tomillos cautivos de los soportes verticales y del sistema, si los hay.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia.
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llustracion 107. Instalacion del soporte vertical para tarjetas de expansion (soporte vertical 3A)

2. Parainstalar el soporte vertical para tarjetas de expansion de longitud completa 4A, realice lo siguiente:
a. Sujete los puntos de contacto azules y alinee los orificios del soporte vertical para tarjetas de expansion con las guias en la tarjeta
madre del sistema.
b. Baje el soporte vertical para tarjetas de expansion en su lugar y presione los puntos de contacto hasta que el conector del soporte
encaje por completo en el conector de la tarjeta madre del sistema.

c. Ajuste el tornillo cautivo en el soporte vertical.
d. Conecte el cable de la GPU a la tarjeta madre.
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llustracion 108. Instalacion del soporte vertical para tarjetas de expansion (soporte vertical 4A)

Siguientes pasos

Instale la cubierta para flujo de aire de la GPU, si se quité.

Instale la cubierta superior de la cubierta para flujo aire de la GPU.

Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.

Instale los controladores de dispositivo necesarios para la tarjeta como se describe en la documentacion de la tarjeta.

Ao e

Extraccion de una GPU

Requisitos previos

Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.

Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Desconecte los cables de la tarjeta de expansion, si corresponde.

Quite la cubierta superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU

Quite el soporte vertical para tarjetas de expansion de longitud completa.

SIF NSRS

Pasos

1. Para quitar la GPU del soporte vertical 1, realice lo siguiente:

a. Desconecte el cable de alimentacién de la GPU para quitarlo de la tarjeta de GPU.

b. Presione el botdn y tire del soporte para tarjeta negra antes de quitar la tarjeta de la GPU del soporte vertical.
C. Abra el pestillo del soporte para tarjetas de expansion en el soporte vertical.
d

Sujete la tarjeta de GPU por los bordes y tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del
conector de la tarjeta de GPU, en el soporte vertical.

@l NOTA: Los nimeros de la imagen no muestran los pasos exactos. Los nimeros son solo para la representacion de la secuencia
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llustracion 109. Extraccion de la GPU 1

2. Para quitar la GPU de los soportes verticales 3 y 4, realice lo siguiente:
a. Deslice el pestillo de la tarjeta de expansion en el soporte vertical.
Desconecte el cable de alimentacion de la GPU para quitarlo de la tarjeta de GPU.
Presione el botdn y tire del soporte para tarjeta negra antes de quitar la tarjeta de la GPU del soporte vertical.
Abra el pestillo del soporte para tarjetas de expansion en el soporte vertical.
Sujete la tarjeta de GPU por los bordes y tire de la tarjeta hasta que el conector del borde de la tarjeta se desenganche del
conector de la tarjeta de GPU, en el soporte vertical.

®Pooym
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llustracion 110. Extraccion de la GPU 3y 4

3. Siva a quitar la GPU permanentemente, instale un soporte de relleno.

@ NOTA: Es necesario instalar un soporte de relleno en una ranura de tarjeta de expansion vacia a fin de cumplir con los requisitos
de la certificacion del sistema de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC). Los soportes también evitan que entre polvo
y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulacion de aire adecuados dentro del sistema. El
soporte de relleno es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.

4. Instale un soporte de relleno metalico sobre la apertura de la ranura de expansion vacia y cierre el pestillo de la tarjeta de expansion.
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llustracion 111. Instalacion del soporte de relleno metalico

Siguientes pasos

1. Reemplace la GPU.

Instalacion de una GPU

Requisitos previos
Al AVISO: No se debe instalar ni usar en los productos de Enterprise Server una GPU clasificada para consumidores.

1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
3. Siva ainstalar una tarjeta de expansion nueva, desembélela y prepérela para su instalacion.

@l NOTA: Para obtener instrucciones, consulte la documentacion incluida con la tarjeta.

4. Quite la cubierta superior de la cubierta para flujo de aire de la GPU

Pasos

1. Abra el pestillo de la tarjeta de expansion y quite el soporte de relleno metalico del soporte vertical.
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